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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel
: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI*® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)

CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
ATX Power Connector (ATXPWRI)

USB 3.2 Genl Header (USB3_5_6)

SATA3 Connector (SATA3_2)

SATA3 Connector (SATA3_3)

SATA3 Connector (SATA3_5)

SATA3 Connector (SATA3_4)

Chassis Intrusion and Speaker Header (SPK_CI1)
System Panel Header (PANEL1)

SATA3 Connector (SATA3_0)

SATA3 Connector (SATA3_1)

USB 2.0 Header (USB5_6)

USB 2.0 Header (USB3_4)

Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
TPM Header (TPMS1)

Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

COM Port Header (COM1)

Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)
Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
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1 USB 2.0 Ports (USB12)* 7 USB 3.2 Genl Ports (USB3_3_4)
2 D-Sub Port 8 USB 3.2 Genl Ports (USB3_1_2)
3 LANRJ-45 Port** 9  USB 3.2 Genl Type-C Port (USB3_TC_1)
4 Line In (Light Blue)*™* 10 DVI-D Port
5  Front Speaker (Lime)*** 11  HDMI Port
6  Microphone (Pink)** 12 PS/2 Mouse/Keyboard Port

* Please note that the USBI consumes auxiliary power (+5VSB) while the other USB ports consume DUAL Power
(+5VDUAL). The USBI is optimal for connecting the USB Type speaker and headset.

**There are two LEDs on the LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

‘ SPEED LED

|

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




***To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD front panel audio module and enable the multi-
channel audio feature through the audio driver.

Please set Speaker Configuration to “7.1 Speaker”in the Realtek HD Audio Manager.

oo

L r I

[/ Frontleft and right
'/ Surround speakers

32 REALTEK

e

Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out




Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock B365M Pro4-F motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

Q content of this documentation will be subject to change without notice. In case any
modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to
this motherboard, please visit our website for specific information about the model
you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

¢ ASRock B365M Pro4-F Motherboard (Micro ATX Form Factor)
e ASRock B365M Pro4-F Quick Installation Guide

e ASRock B365M Pro4-F Support CD

e 2x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

e 1 x Screw for M.2 Socket (Optional)

e 1x1/O Panel Shield

B365M Pro4-F



1.2 Specifications

Platform e Micro ATX Form Factor
¢ Solid Capacitor design

CPU e Supports 9" and 8" Gen Intel® Core™ Processors (Socket
1151)
e Supports CPU up to 95W
¢ Digi Power design
* 8 Power Phase design

¢ Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
Chipset ¢ Intel® B365

Memory ¢ Dual Channel DDR4 Memory Technology

e 4x DDR4 DIMM Slots

e Supports DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, un-buffered
memory

e Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)

* Max. capacity of system memory: 64GB

e Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

¢ 15u Gold Contact in DIMM Slots

Expansion e 2x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1/PCIE3: single at x16
Slot (PCIE1); dual at x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))
* Supports NVMe SSD as boot disks
e 1x PCI Express 3.0 x1 Slot (Flexible PCle)
e Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™

Graphics e Intel® UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

e Supports Intel® UHD Graphics Built-in Visuals : Intel®
Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full
HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® Insider™, Intel® UHD Graphics

e DirectX 12
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* HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decode
only), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decode only)

¢ Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI

e Supports Triple Monitor

e Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

e Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

e Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

e Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port (Compliant
HDMI monitor is required)

e Supports HDCP 2.2 with DVI-D and HDMI 1.4 Ports

e Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 Port

Audio e 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892
Audio Codec)

* To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD
front panel audio module and enable the multi-channel audio
feature through the audio driver.

¢ Premium Blu-ray Audio support

* Supports Surge Protection

e ELNA Audio Caps

LAN ¢ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
e Giga PHY Intel® 1219V
e Supports Wake-On-LAN
e Supports Lightning/ESD Protection
e Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Supports PXE

Rear Panel e 1xPS/2 Mouse/Keyboard Port
1/0 e 1xD-Sub Port
¢ 1xDVI-D Port
¢ 1 xHDMI Port
e 2x USB 2.0 Ports
e 1x USB 3.2 Genl Type-C Port (Supports ESD Protection)
e 4x USB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)



Storage

Connector

¢ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)
e HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

* 6xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17), NCQ, AHCI and Hot Plug

e 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32
Gb/s)*

* Supports Intel® Optane™ Technology
* Supports NVMe SSD as boot disks
* Supports ASRock U.2 Kit

¢ 1x COM Port Header
¢ 1xTPM Header
¢ 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header
¢ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
¢ 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
¢ 3 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP and
CHA_FAN3/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
e 1x 24 pin ATX Power Connector
e 1x8pin 12V Power Connector
¢ 1 x Front Panel Audio Connector
e 2x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)
e 1x USB 3.2 Genl Header (Supports 2 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)
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BIOS e AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
Feature e ACPI 6.0 Compliant wake up events

e SMBIOS 2.7 Support

e CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCSA, VCCST Voltage Multi-

adjustment
Hardware e Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Wa-
Monitor ter Pump Fans
e Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water
Pump Fans

e Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water Pump Fans

¢ Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
‘Water Pump Fans

e CASE OPEN detection

¢ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1.0V, VCCSA, VCCST

0s * Microsoft® Windows® 10 64-bit
Certifica- e FCC,CE
tions e ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including

A adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-

tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1151-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap
ﬁ is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the
socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found.
Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.

11
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be
placed if you wish to return the motherboard for after service.

13



2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

14
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

Dual Channel Memory Configuration

Priority DDR4_A1 DDR4_A2 DDR4_B1 DDR4_B2
1 Populated Populated
2 | Populated Populated Populated Populated

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.

15
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 3 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.
PCIE3 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics

cards.
PCle Slot Configurations
PCIE1 PCIE3
Single Graphics Card x16 N/A
Two Graphics Cards in
. oTM x16 x4
CrossFireX " Mode
For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
chassis fan connector (CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP or CHA_FAN3/WP) when

using multiple graphics cards.

17
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

“ @

Short Open

Clear CMOS Jumper

(CLRMOS1) .
2-pin Jumper
(see p.1, No. 21)

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

Q If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.
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2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
A these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 13)

switch, reset switch and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED-

HDLED+ assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

Q PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to

turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.

Chassis Intrusion and DiTwEMAjER Please connect the
Speaker Header DUMITY | chassis intrusion and the
+5V
(7-pin SPK_CI1) t chassis speaker to this
(see p.1, No. 12) [ e [e)[e) header.
|
SIGNAL |
GND
DUMMY

19
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Serial ATA3 Connectors
(SATA3_0:
see p.1, No.
(SATA3_1:
see p.1, No.
(SATA3_2:
see p.1, No. 8)
(SATA3_3:

see p.1, No. 9)
(SATA3_4:
see p.1, No.
(SATA3_5:
see p.1, No.

14)

15)

11)

10)

| m I
| E I
SATA3_1 SATA3 0

SATA3_4 SATA3_2

SATA3_5 SATA3_3

These six SATA3
connectors support SATA
data cables for internal
storage devices with up to
6.0 Gb/s data transfer rate.

USB 2.0 Headers
(9-pin USB3_4)
(see p.1, No. 17)
(9-pin USB5_6)
(see p.1, No. 16)

USB_PWR
-

There is one header on
this motherboard. This
USB 2.0 header can

support two ports.

USB 3.2 Genl Header
(19-pin USB3_5_6)
(see p.1, No. 7)

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-

IntA_PA_D+ Dummy

There is one header on
this motherboard. This
USB 3.2 Genl1 header can

support two ports.

Front Panel Audio Header
(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.1, No. 23)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

‘OULRET

[®)
Q10
[ Tour2 1
J_SENSE
ouTa_R
MIC2_R
Mmic2_L

[¢)
BRI

This header is for
connecting audio devices

to the front audio panel.
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1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis
Q must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our

manual and chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by
the steps below:
A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis/Water Pump Fan 4 GND This motherboard

Connectors ’ .:2::::;:;“ provides three 4-Pin water

(4-pin CHA_FAN1/WP) 4 FAN_SPEED_CONTROL cooling chassis fan

(see p.1, No. 24) connectors. If you plan to

4321 connect a 3-Pin chassis

(4-pin CHA_FAN2/WP) water cooler fan, please

(see p.1, No. 18) FAN_SPEED_CONTROL connect it to Pin 1-3.

(4-pin CHA_FAN3/WP) CHA_FAN_SPEED

—pln . FAN_VOLTAGE
(see p.1, No. 19) e
CPU Fan Connector oo, PN-SEE0 This motherboard pro-
. - GND FAN_SPEED_CONTROL . .

(4-pin CPU_FANT1) vides a 4-Pin CPU fan

(see p.1, No. 2) — (Quiet Fan) connector.
If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.

CPU/Water Pump Fan FAN_SPEED This motherboard

FAN_VOLTAGE FAN_SPEED_CONTROL

Connector i o provides a 4-Pin water

(4-pin CPU_FAN2/WP) —1 cooling CPU fan

(see p.1, No. 5) connector. If you plan

to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

21
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ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 6)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.

ATX 12V Power 8 5 This motherboard pro-
Connector Lo vides a 8-pin ATX 12V
(8-pin ATX12V1) ADDDD1 power connector. To use a
(see p.1, No. 1) 4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.
RRXD1

Serial Port Header
(9-pin COMI)
(see p.1, No. 22)

TTXD1

This COM1 header
supports a serial port

module.

TPM Header
(17-pin TPMS1)
(see p.1, No. 20)

SERIRQ #
S_PWRDWN #

LAD1

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #

SMB_CLK_MAIN

ans

This connector supports Trusted
Platform Module (TPM) system,
which can securely store keys,
digital certificates, passwords,
and data. A TPM system also
helps enhance network security,
protects digital identities, and
ensures platform integrity.
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2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_1) supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3
x4 (32 Gb/s).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

ﬂ § Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

f '3} | Step2

Depending on the PCB type and

24
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut
L

location to be used.

|
I 1

~©
R
-0

Nut Location A B C
PCB Length 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type 2242  Type2260  Type 2280

23
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoff is placed at the nut
location C by default. Skip Step 3 and
4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

~©

L a)<—

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.



M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Intel
Intel
Kingston
Kingston
0oCz

PATRIOT

Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
TEAM
TEAM
WD

WD

PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4

CSSD-F240GBMP500
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7
SKC1000/480G

SH228083/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-256M8PeG

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)

SM951 (MZHPV512HDGL)

SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G

SD6PP4M-256G
TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
WDS256G1X0C-00ENXO0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENXO0 (NVME)

B365M Pro4-F

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das B365M Pro4-F von ASRock entschieden haben - ein
zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualititskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitat und Bestandigkeit erfillt.

nen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedndert werden. Falls diese

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden kon-
Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne

weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe
in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen
Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste
unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite:

ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

e ASRock B365M Pro4-F-Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
¢ ASRock B365M Pro4-F-Schnellinstallationsanleitung

e ASRock B365M Pro4-F-Support-CD

e 2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

e 1 x Schrauben fir M.2-Sockel (optional)

¢ 1xE/A-Blendenabschirmung
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1.2 Technische Daten

Plattform e Micro-ATX-Formfaktor

e Feststoffkondensator-Design

Prozessor o Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren (Sockel 1151) der 8" &
9" Generation
e Unterstiitzt CPU bis 95 W
* Digi Power design
e 8-Leistungsphasendesign

* Unterstiitzt Intel® Turbo Boost 2.0-Technologie
Chipsatz ¢ Intel® B365

Speicher * Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

¢ 4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

¢ Unterstiitzt ungepufferten DDR4-2666/2400/2133-Non-ECC-
Speicher

¢ Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-
ECC-Modus)

o Systemspeicher, max. Kapazitit: 64GB

¢ Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

¢ 15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze

Erweiter- e 2 PCI Express 3.0 x16-Steckplatze (PCIE1/PCIE3:einzeln bei
ungssteck- x16 (PCIE1); doppelt bei x16 (PCIEL) / x4 (PCIE3))
platz * Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

e 1 x PCI-Express 3.0-x1-Steckplatz (Flexible PCle)
¢ Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX™ und CrossFireX™

Grafikkarte e Integrierte Intel” UHD Graphics-Visualisierung und VGA-

Ausginge konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

e Unterstiitzt integrierte Intel®* UHD Graphics-Visualisierung:
Intel® Quick Sync Video mit AVC, MVC (S3D) und MPEG-
2 Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel” Clear Video HD
Technology, Intel® Insider"™, Intel* UHD Graphics

e DirectX 12
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Audio

LAN

Riickblende,
E/A

HWA encodieren/decodieren: AVC/H.264, HEVC/H.265

8 bit, HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit (nur
Dekodierung), MPEG2, MJPEG, VC-1 (nur Dekodierung)
Drei Grafikkarten-Ausgangsoptionen: D-Sub, DVI-D und
HDMI

Unterstiitzt drei Monitore

Unterstiitzt HDMI 1.4 mit maximaler Auflosung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 30Hz

Unterstiitzt DVI-D mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200
bei 60 Hz

Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflosung von 1920 x 1200
bei 60 Hz

Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12
bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI
1.4-Port (konformer HDMI-Monitor erforderlich)

Unterstiitzt HDCP 2.2 mit DVI-D- und HDMI 1.4-Ports
Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 1.4-
Port

7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC892-
Audiocodec)

* Zur Konfiguration von 7.1-Kanal-HD-Audio miissen Sie ein HD-

Frontblenden-Audiomodul nutzen und den Mehrkanalton iiber

den Audiotreiber aktivieren.

Erstklassige Blu-ray-Audiounterstiitzung
Unterstiitzt Uberspannungsschutz
ELNA-Audiokondensatoren

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Untersttitzt PXE

1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss

1 x D-Sub-Port

1 x DVI-D-Port

1 x HDMI-Port

2 x USB-2.0-Ports

1 x USB-3.2 Genl1-Typ-C-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

4 x USB-3.2-Gen1-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)
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¢ 1xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitit/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

e HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher /
Mikrofon

Speicher * 6 x SATA-III-6,0-Gb/s- Abschluss, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17),
NCQ, AHCI und Hot-Plugging
e 1 x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-Typ-

2242/2260/2280-M.2-PCI-Express-Modul bis Gen3 x 4
(32 Gb/s)*

* Unterstiitzt Intel” Optane™-Technologie

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

* Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

Anschluss ¢ 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste
e 1 x TPM-Stiftleiste
¢ 1 x Gehduseeingriff- und Lautsprecher-Stiftleiste
¢ 1 x CPU-Lifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
* 1x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig) (intel-
ligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihler-
lafter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
* 3 x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehause-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiih-
lerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP und CHA_
FAN3/WP konnen automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger
Liifter verwendet wird.
e 1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss
¢ 1x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
* 1x Audioanschluss an Frontblende
e 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
e 1x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2 Genl-
Ports) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
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BIOS-
Funktion

Hard-
wareiiberwa-
chung

Betriebssys-
tem

Zertifizierun-
gen

AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen

ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCSA, VCCST Mehrfachspannung-

Sanpassung

Temperaturerkennung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Ge-
hiuse-/Wasserpumpenliifter

Liiftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehéuse-/
Wasserpumpenliifter

Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Gehauseliifter-
geschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, CPU-/
Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/Wasser-
pumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Gehiuse-offen-Erkennung

Spannungsiiberwachung: +12 'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST

Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstel-

A lungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertak-
tungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine
Ubertaktung kann sich auf die Stabilitit Thres Systems auswirken und sogar Komponenten
und Gerite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten du-
rchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir magliche Schéden, die durch
eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-

Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen.

" W

Short Open

CMOS-l6schen-Jumper

(CLRMOSI) -
2-poliger Jumper
(siehe S. 1, Nr. 21)

CLRMOSI ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen

und Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie

den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15
Sekunde, schlieSen Sie dann die Kontakte an CLRMOS1 5 Sekunden lang mit einer
Jumper-Kappe kurz. Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-
Aktualisierung. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung
l6schen miissen, starten Sie das System zunéchst; fahren Sie es dann vor der
CMOS-Loschung herunter. Bitte beachten Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit und
Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn die CMOS-Batterie entfernt wird.

Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-L6schung zu entfernen.

Falls Sie den CMOS loschen, wird maoglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte pas-
sen Sie die BIOS-Option ,,Status loschen” zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen
Gehduseeingriffstatus an.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-
Kappen an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an
diesen Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED: Verbinden Sie Netzschalter,

(9-polig, PANELI)
(siehe S. 1, Nr. 13)

Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am
Gehduse entsprechend der

nachstehenden Pinbelegung

HDLED-
HDLED+ mit dieser Stiftleiste. Beachten

Sie vor Anschlielen der Kabel
die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Laut-
sprecher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Thres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher,
dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Gehiuseeingriffs- und

(7-polig, SPK_CI1)

SPEAKER Bitte verbinden Sie Gehéu-
DUMMY
Lautsprecher-Stiftleiste DUMl\iIY | seeingriffsvorrichtung und
+5V
t den Gehduselautsprecher mit
(siehe S. 1, Nr. 12) 11 ]O|OJO dieser Stiftleiste.
I
SIGNAL |
GND

DUMMY
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Diese sechs SATA-III-Anschliisse
unterstiitzen SATA-Datenkabel

Serial-ATA-III-Anschliisse
(SATA3_0:

siehe S. 1, Nr. 14)
(SATA3_1:

siehe S. 1, Nr. 15)

=
(SATA3_2: ! !
siehe S. 1, Nr. 8)

(SATA3_3:
siehe S. 1, Nr. 9) SATA3_1 SATA3 0
(SATA3_4:

sieche S. 1, Nr. 11)

(SATA3_5:

siehe S. 1, Nr. 10)

fiir interne Speichergerite mit
einer Dateniibertragungsgeschwi
ndigkeit bis 6,0 Gb/s.

SATA3_4 SATA3_2

SATA3_5 SATA3_3

USB 2.0-Stiftleisten Es gibt eine Stiftleiste an

USB_PWR
p.

(9-polig, USB3_4) diesem Motherboard. Diese

(siehe S. 1, Nr. 17) USB 2.0-Stiftleiste unterstiitzt
(9-polig, USB5_6) 4 zwei Ports.
(siehe S. 1, Nr. 16)
USB 3.2 Genl1-Stiftleiste e o nssrx. s gibt eine Stiftleiste an
(19-polig, USB3_5_6) et ow s diesem Motherboard. Diese
(siehe S. 1, Nr. 7) i P sonx e USB-3.2-Genl-Stiftleiste kann
mpasene e poo. zwei Ports unterstiitzen.
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
:
Audiostiftleiste (Frontblende) GNPDRE!\S/\EgCI’eEé Diese Stiftleiste dient
(9-polig, HD_AUDIOL1) "ouma dem Anschlieflen von
(siehe S. 1, Nr. 23) Io @ Audiogeriten an der
! Q19 ? Frontblende.
‘ | Toura L
J_SENSE
out2_R
MIC2_R
mic2_L
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1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss
Q dazu jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anwei-
sungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.
2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der
Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie
nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes Mikrofon)“
Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume (Aufnah-
melautstdrke) an.

Gehduse-/Wasserpumpen- ] oo Dieses Motherboard bietet

Liifteranschlusse j z:::::;’;“ drei 4-polige Wasserkiihlung-

(4-polig, CHA_FAN1/WP) 4 FAN_SPEED_CONTROL Gehiuseliifteranschliisse. Falls

(siehe S. 1, Nr. 24) Sie einen 3-poligen Gehduse-
4321 Wasserkiihlerliifter anschlieflen

(4-polig, CHA_FAN2/WP) mdochten, verbinden Sie ihn

(siehe S. 1, Nr. 18) FAN_SPEED_CONTROL bitte mit Kontakt 1 bis 3.

(4-polig, CHA_FAN3/WP) N Vot inge

(siehe S. 1, Nr. 19) NP

CPU-Liifteranschluss FAN_SPEED Dieses Motherboard bietet

FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED_CONTROL

(4-polig, CPU_FAN1) enp einen 4-poligen CPU-Liifter-
(siehe S. 1, Nr. 2) anschluss (lautloser Liifter).
e Falls Sie einen 3-poligen CPU-
Liifter anschlieflen méchten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.
CPU-/Wasserpumpen- FAN_SPEED Dieses Motherboard bietet einen
Liifteranschluss PNYOITISE yp | |ran-speeo_conTRoL 4-poligen Wasserkiithlung-CPU-
(4-polig, CPU_FAN2/WP) Liifteranschluss. Falls Sie einen
1.2 3 4

(siehe S. 1, Nr. 5) 3-poligen CPU-Wasserkiihler-
liifter anschlieffen mochten,
verbinden Sie ihn bitte mit

Kontakt 1 bis 3.
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ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 6)

Dieses Motherboard bietet
einen 24-poligen ATX-Net-
zanschluss. Bitte schlieffen Sie
es zur Nutzung eines 20-po-
ligen ATX-Netzteils entlang
Kontakt 1 und Kontakt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss 8 o 5 Dieses Motherboard bietet
(8-polig, ATX12V1) %%%% einen 8-poligen ATX-12-V-
(siehe S. 1, Nr. 1) b 1 Netzanschluss. Bitte schlieflen

Sie es zur Nutzung eines 4-po-
ligen ATX-Netzteils entlang
Kontakt 1 und Kontakt 5 an.

Serieller-Port-Stiftleiste P Diese COM1-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 22)

unterstiitzt ein Modul fiir

serielle Ports.

TTXD1
DDCD#1

TPM-Stiftleiste 02 o E L= Dieser Anschluss unterstiitzt das

(17-polig, TPMS1) 67 s2sSPER Trusted Platform Module- (TPM)

(siehe S. 1, Nr. 20) T System, das Schliissel, digitale
Y g
Zertifikate, Kennworter und
Daten sicher aufbewahren kann.

Ein TPM-System hilft zudem bei
der Stirkung der Netzwerksicher-

SERIRQ #
S_PWRDWN #
LAD1

LAD2
SMB_DATA_MAIN
ans

SMB_CLK_MAIN

heit, schiitzt digitale Identititen
und gewihrleistet die Plattform-

integritat.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock B365M Pro4-F, une

carte mére fiable fabriquée conformément au contréle de qualité rigoureux et constant
appliqué par ASRock. Fidéle & son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous

garantit une carte mere de conception robuste aux performances élevées.

de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent
document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification
préalable. Si vous avez besoin dune assistance technique pour votre carte mére, veuillez

Q Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu

visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modele que vous utilisez. La liste la plus
récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site
Internet de ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

Carte mére ASRock B365M Pro4-F (facteur de forme Micro ATX)
Guide d’installation rapide ASRock B365M Pro4-F

CD d’assistance ASRock B365M Pro4-F

2 x cébles de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

1 x vis pour sockets M.2 (Optionnel)

1 x panneau de protection E/S
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1.2 Spécifications

Plateforme o Facteur de forme Micro ATX

e Conception a condensateurs solides

Processeur e Prend en charge les processeurs 8° et 9° génération Intel®
Core™ (socket 1151)
¢ Prend en charge les unités centrales jusqua 95W
* Digi Power design
e Alimentation a 8 phases
e Prend en charge la technologie Intel” Turbo Boost 2.0

Chipset ¢ Intel® B365

Mémoire ¢ Technologie mémoire double canal DDR4

e 4x fentes DIMM DDR4

¢ Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
2666/2400/2133

¢ Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC
(fonctionne en mode non-ECC)

¢ Capacité max. de la mémoire systeme : 64GB

¢ Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

¢ Contacts dorés 15 sur fentes DIMM

Fente ¢ 2 x fentes PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1/PCIE3 :simple en mode
d’expansion x16 (PCIE1), double a x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
¢ 1x fentes PCI Express 3.0 x 1 (Flexible PCle)
e Prend en charge AMD Quad CrossFireX™ et CrossFireX""

Graphiques ¢ La technologie Intel” UHD Graphics Built-in Visuals et

les sorties VGA sont uniquement prises en charge par les
processeurs intégrant un contréleur graphique.

 Prend en charge la technologie Intel* UHD Graphics Built-
in Visuals : Intel® Quick Sync Video avec AVC, MVC (S3D)
et MPEG-2 Full HW Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear
Video HD Technology, Intel” Insider™, Intel” UHD Graphics

e DirectX 12
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Audio

Réseau

Connectique
du panneau
arriére

Codage/Décodage HWA : AVC/H.264, HEVC/H.265 8 bits,
HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits (Encodage
uniquement), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Encodage uniquement)
Trois options de sortie graphique : D-Sub, DVI-D et HDMI
Prend en charge la configuration a triple moniteurs

Prend en charge la technologie HDMI 1.4 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Prend en charge le mode DVI-D avec une résolution maximale
de 1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale
de 1920x1200 @ 60Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port
HDMI 1.4 (un écran compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDCP 2.2 via ports DVI-D et HDMI 1.4
Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec le port
HDMI 1.4

Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC892)

*Pour configurer l'audio 7.1 CH HD, il est nécessaire dutiliser un

module audio HD pour panneau frontal et d’activer la fonction

audio multicanal via le pilote audio.

Compatible audio Blu-ray Premium
Prend en charge la protection contre les surtensions
Capuchons ELNA Audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Giga PHY Intel® 1219V

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az

Prend en charge PXE

1 x port souris/clavier PS/2

1 x port D-Sub

1 x port DVI-D

1 x port HDMI

2 x ports USB 2.0

1 x port USB 3.2 Genl type C (Protection contre les décharges
électrostatiques)

4 x ports USB 3.2 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)
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Stockage

Connecteur

e 1xportRJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED

VITESSE)

e Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant

/ microphone

* 6 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles RAID (RAID 0,

RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologies Intel Rapid Storage
17), NCQ, AHCI et « Hot Plug »

¢ 1xsocket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
PCI Express type 2242/2260/2280 touche M jusqu'a Gen3 x4 (32
Gb/s)*

* Prend en charge Intel® Optane™ Technology
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
* Prend en charge le kit ASRock U.2

¢ 1 x embase pour port COM

¢ 1 xembase TPM

¢ 1 x prise DEL d’alimentation et emplacement sur chéssis
¢ 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)

* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).

e 1 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau (4
broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)

* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).

® 3 x connecteurs pour ventilateur de chassis /pompe a eau (4
broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)

* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un venti-
lateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A (24
W).

* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP et CHA_
FAN3/WP peuvent détecter automatiquement si un ventilateur 3
broches ou 4 broches est utilisé.

¢ 1x connecteur d'alimentation ATX 24 broches

¢ 1 x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches

e 1 x connecteur audio panneau frontal

e 2 xembases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Protec-
tion contre les décharges électrostatiques)

e 1 xembase USB 3.2 Genl (2 ports USB 3.2 Genl pris en

charge) (Protection contre les décharges électrostatiques)
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Caractéris-
tiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

Systéme
d’exploitation

Certifications

BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
multilingue

Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

Compatible SMBIOS 2.7

Réglage de la tension CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCSA,
VCCST

Détection de température : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe
a eau, chéssis /pompe a eau

Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe
a eau, chéssis /pompe a eau

Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du
ventilateur du chéssis d’apres la température du CPU) : Ventila-
teurs de CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau
Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau

Détection CHASSIS OUVERT

Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V,
CPU Vcore, DRAM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCC, CE
ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

f Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifi-

cations du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils

doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces
pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme.
Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour
responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-
circuité ». Si le capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est

«ouvert ».

W W

Short Open

Cavalier Clear CMOS

(CLRMOSI) Cavalier (jumper) a 2 broches
(voir p.1, No. 21)

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les parametres
du systeme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur

et débrancher son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un
capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches sur CLRMOSI1 pendant 5
secondes. Toutefois, neffacez pas la CMOS immédiatement apres avoir mis a jour le
BIOS. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS apreés une mise a jour du BIOS,
vous devez tout dabord redémarrer le systéme, puis Iéteindre avant de procéder a
leffacement de la CMOS. Veuillez noter que les parametres mot de passe, date, heure
et profil de l'utilisateur seront uniquement effacés en cas de retrait de la pile de la
CMOS. Noubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois les données CMOS
effacées.

Q Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption
du BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chassis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

A

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez
JAMAIS de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de

cavalier sur ces embases ou connecteurs end a irrémédiabl votre carte mére.
Embase du panneau systeme PLED+ Branchez le bouton de mise
PLED-
(PANNEAUT1 a9 broches) PWRBTN# en marche, le bouton de

(voir p.1, No. 13)

réinitialisation et le t¢émoin détat

du systeme présents sur le chassis

sur cette embase en respectant la

HDLED- . . ,
HDLED+ configuration des broches illustrée

ci-dessous. Repérez les broches
positive et négative avant de
brancher les cébles.

PWRBTN (bouton dalimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le
bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonction-
nement au démarrage.

PLED (LED d‘alimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est al-
Iumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille
§1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chdssis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisa-
tion, LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez
le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a parfaitement faire
correspondre les fils et les broches.

Prise DEL d’alimentation et Di':m:ER Veuillez brancher
emplacement sur chassis DUMN|IY | I'emplacement sur le chéssis et
+5V
(SPK_CI1 a 7 broches) . le haut-parleur du chassis sur
(voir p.1, No. 12) i He)e)e ce connecteur.
|
SIGNAL |
GND
DUMMY




Connecteurs Serial ATA3

(SATA3_0:
voir p.1, No. 14)
(SATA3_1:
voir p.1, No.
(SATA3_2:
voir p.1, No. 8)
(SATA3_3:
voir p.1, No. 9)
(SATA3_4:
voir p.1, No.
(SATA3_5:
voir p.1, No.

15)

11)

10)

[
I

SATA3_1 SATA3_0

SATA3_4 SATA3_2

SATA3_5 SATA3_3

Ces six connecteurs SATA3 sont
compatibles avec les cébles de
données SATA pour les appareils
de stockage internes avec un taux

de transfert maximal de 6,0 Go/s.

Embases USB 2.0
(USB3_4 a 9 broches)
(voir p.1, No. 17)
(USB5_6 a 9 broches)
(voir p.1, No. 16)

USB_PWR
p.

Cette carte mere comprend un
connecteur. Cette embase USB
2.0 peut prendre en charge

deux ports.

Embase USB 3.2 Genl

(USB3_5_6 a 19 broches)

(voir p.1, No. 7)

Vbus

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

GND

GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

Cette carte mere comprend
un connecteur. Cette embase
USB 3.2 Genl peut prendre en

charge deux ports.

Embase audio du panneau

frontal

(HD_AUDIOL1 a 9 broches)

(voir p.1, No. 23)

GND
PRESENCE #
MIC_RET

IIO [¢)
TOOQQ‘Q
)

SENSE
ouT2_R

MIC2_R
MIC2_L

OUT_RET

lour2_L

Cette embase sert au
branchement des appareils
audio au panneau audio

frontal.
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1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),
Q mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonction-
ner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le
manuel du chassis pour installer votre systéme.
2. Sivous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du pan-
neau frontal en procédant comme suit :
A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.
B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.
C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).
D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est
inutile de les brancher avec le panneau audio AC’97.
E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de controle
Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteurs du ventilateur de | oo Cette carte mére est dotée de

chéssis/pompe a eau 2 FAN_VOLTAGE trois connecteurs pour venti-
3 FAN_SPEED

(CHA_FAN1/WP a4 broches) 4 Fan_speep_conTroL  lateur de chéssis a refroidisse-

(voir p.1, No. 24) ment par eau a 4 broches. Si

4321 vousenvisagez de connecter

(CHA_FAN2/WP a4 broches) un ventilateur de refroidisseur
(voir p.1, No. 18) FAN_SPEED_CONTROL d'eau pour chassis a 3 broches,
(CHA_FAN3/WP a4 broches) CHA’FF/;':S,ZELETDAGE veuillez le brancher sur la Bro-
(voir p.1, No. 19) GNP che 1-3.

Connecteur du ventilateur du . Cette carte meére est dotée d’'un
processeur FAN_VOLTAGE. ) Fan_speED_conTroL CONNECteur pour ventilateur
(CPU_FANI a 4 broches) de processeur (Quiet Fan) a 4
(voir p.1, No. 2) T2 3 4 broches. Si vous envisagez de

connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez
le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur pour ventilateur Cette carte mere est dotée d’'un
de processeur /pompe a eau connecteur pour ventilateur de
(CPU_FAN2/WP a4 broches) processeur a refroidissement par
(voir p.1, No. 5) o vourmee | STEER eau 4 4 broches. Si vous envisagez

GND FAN_SPEED_CONTROL .
de connecter un ventilateur de re-

froidisseur d'eau pour processeur
1.2 3 4
a 3 broches, veuillez le brancher

sur la Broche 1-3.




Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 6)

Cette carte mére est dotée d'un
connecteur d’alimentation ATX
a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les branche-
ments sur la Broche 1 et la
Broche 13.

Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

Cette carte meére est dotée d'un
connecteur d’alimentation

ATX 12V a 8 broches. Pour
utiliser une alimentation ATX a
4 broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 5.

Embase pour port série
(COM1 a9 broches)
(voir p.1, No. 22)

RRXD1

DDTR#1

TTXD1
DDCD#1

DDSR#1

CCTS#1

RRI#1

RRTS#1

Cette embase COM1 prend
en charge un module de port

série.

Embase TPM
(TPMSI a 17 broches)
(voir p.1, No. 20)

SERIRQ #
S_PWRDWN #

LAD1

LAD2

SMB_DATA_MAIN

PCIRST #

SMB_CLK_MAIN

ans

Ce connecteur prend en charge un
module TPM (Trusted Platform
Module - Module de plateforme
sécurisée), qui permet de sauve-
garder clés, certificats numériques,
mots de passe et données en toute
sécurité. Le systeme TPM permet
également de renforcer la sécurité
du réseau, de protéger les iden-
tités numériques et de préserver

Pintégrité de la plateforme.
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1 Introduzione

Congratulazioni per lacquisto della scheda madre ASRock B365M Pro4-F, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda
madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di

ASRock di offrire sempre qualita e durata.

contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di
eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile
sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa
scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello at-
tualmente in uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA piil recenti e di supporto di CPU
anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock  http://www.asrock.com.

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

1.1 Contenuto della confezione

e Scheda madre B365M Pro4-F ASRock (fattore di forma Micro ATX)
¢ Guida all'installazione rapida di ASRock B365M Pro4-F

e CD di supporto B365M Pro4-F ASRock

e 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

e 1 xviti per Socket M.2 (opzionali)

¢ 1x mascherina metallica posteriore I/O
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1.2 Specifiche

Piattaforma o Fattore di forma Micro ATX

e Design condensatore solido

CPU e Supporta processori 8" Gen e 9" Generation Intel® Core™
(Socket 1151)
e Supporto di CPU fino a 95W
* Digi Power design
e Potenza a 8 fasi
* Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Chipset ¢ Intel® B365

Memoria e Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

¢ 4xalloggi DIMM DDR4

e Supporto di memoria DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, un-
buffered

¢ Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in
modalita non ECC)

¢ Capacita max. della memoria di sistema: 64GB

e Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

¢ Contatti doro 15y negli alloggi DIMM

Alloggio o 2 alloggiamenti PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3:singolo a
d’espansione x16 (PCIE1); doppio a x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))
* Supporto di SSD NVMe come disco davvio
¢ 1xalloggio PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)
e Supporta AMD Quad CrossFireX"™ e CrossFireX ™

Grafica e La videografica integrata della scheda video UHD Intel°® e le
uscite VGA possono essere supportate soltanto con processori
con GPU integrata.

e Supporta la videografica integrata della scheda video UHD
Intel”: Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) e MPEG-
2 Full HW Encodel, Intel® InTru"™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology, Intel® Insider™, Intel* UHD Graphics

e DirectX 12
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Audio

LAN

1/0 pannello
posteriore

Codifica/decodifica HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (solo
decodifica), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo decodifica)

Tre opzioni di output grafico: D-Sub, DVI-D e HDMI
Supporto di tre monitor

Supporta HDMI 1.4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096 x 2160) a 30Hz

Supporta DVI-D con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz

Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 1.4 (&
necessario un monitor compatibile HDMI)

Supporto di HDCP 2.2 con le porte DVI-D e HDMI 1.4
Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulla porta HDMI
1.4

Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC892)

* Per configurare l'audio HD 7.1 canali, ¢ necessario utilizzare un

modulo pannello frontale audio HD ed attivare la funzione audio

multicanale tramite il driver audio.

Supporto audio Blu-ray Premium
Supporta protezione da sovratensione
Cappucci audio ELNA

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

1 x porta mouse/tastiera PS/2

1 x porta D-Sub

1 x porta DVI-D

1 x porta HDMI

2 x porte USB 2.0

1 x Porta USB 3.2 Genl di tipo C (supporta protezione da
scariche elettrostatiche)

4 x porte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)
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e 1xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED
LED)
e Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono

Archiviazione ¢ 6 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supportano RAID (RAID 0,

RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17), NCQ, AHCI e Hot Plug

e 1 x socket Ultra M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2 PCI
Express di tipo M Key 2242/2260/2280 fino a Gen3 x4 (32 Gb/
s)*

* Supporta la tecnologia Intel® Optane™

* Supporto di SSD NVMe come disco davvio

* Supporta kit ASRock U.2

Connettore * 1x connettore porta COM
¢ 1x connettore TPM
¢ 1x collegamento altoparlante e intrusione telaio
¢ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massima di 1 A (12 W).
¢ 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).
* 3 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dellacqua supporta ventole
di sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP e CHA_
FAN3/WP sono in grado di rilevare se ¢ in uso una ventola a 3 pin
04 apin.
¢ 1 x connettore alimentazione ATX 24 pin
¢ 1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin
¢ 1 x connettore audio pannello frontale
e 2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporta
protezione da scariche elettrostatiche)
¢ 1 x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 2 porte USB 3.2

Genl) (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
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Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

Certificazioni

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

Supporto di SMBIOS 2.7

Regolazione variabile tensione CPU, DRAM, PCH 1,0V,
VCCSA, VCCST

Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa
dell'acqua, telaio/pompa dell'acqua

Rilevamento CASE OPEN

Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1,0V, VCCSA, VCCST

Microsoft® Windows® 10 64 bit

FCC, CE
ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

regolazione delle impostazioni nel BIOS, 'applicazione di tecnologia di Untied Overclock-

f Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la

ing o l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la
stabilita del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema.
Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni
provocati da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuc-

cio del jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non &

posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

" W

Short Open

Jumper per azzerare la CMOS

(CLRMOS1) .
Jumper a 2 pin
(vedere pag. 1, n. 21)

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare

i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e
scollegare il cavo di alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un
cappuccio jumper per cortocircuitare i di CLRMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non
azzerare la CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario azzerare la
CMOS dopo I'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il sistema e in
seguito spegnerlo prima di eseguire I'operazione di azzeramento della CMOS. La
password, la data, l'ora e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati solo se
viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio jumper
prima di cancellare la CMOS.

Q Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS
"Azzerare stato” per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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Y

4 Header e connettori su scheda

A

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del
Jjumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e
connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+ Collegare l'interruttore

sistema

(PANELI a9 pin)

dell'alimentazione, l'interruttore

di reset e l'indicatore dello

(vedere pag. 1, n. 13) 1 stato del sistema sullo chassis
su questo header secondo la
HDLED- . A
HDLED+ seguente assegnazione dei pin.

Annotare i pin positivi e negativi

prima di collegare i cavi.

PWRBTN (interruttore di alimentazione):
collegare all'interruttore dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E possibile
configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):

collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore
di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale
riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
& acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

Il design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello
anteriore é composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset,
LED di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il
modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del
filo e le assegnazioni del pin corrispondano correttamente.

Collegamento altoparlante DiPME’:fER Collegare I'intrusione telaio
e intrusione telaio DUMl\iIY | e l'altoparlante a questo col-
+5V
(SPK_CI1 a 7 pin) } legamento.
(vedere pag. 1, n. 12) 1
I
SIGNAL |
GND
DUMMY




Connettori Serial ATA3 N, ©, Questi sei connettori SATA3
(SATA3_0: g u m Fq_:) supportano cavi dati SATA
vedere pag. 1, n. 14) & P per dispositivi di archiviazione
(SATA3_1: < =] ©, interna, con una velocita di

I I
vedere pag. 1, n. 15) g u m g trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
(SATA3_2: S =S
vedere pag.1, n. 8)
(SATA3_3:
vedere pag.1, n. 9) SATA3_1 SATA3_0
(SATA3_4:
vedere pag.1, n. 11)
(SATA3_5:
vedere pag.1, n. 10)
Header USB 2.0 USB PWR Su questa scheda madre c un
(USB3_4 a9 pin) P connettore. Questo connettore

p
(vedere pag. 1,n.17) USB 2.0 puo supportare due
(USB5_6 a9 pin) ; porte.
(vedere pag. 1, n. 16)
Header USB 3.2 Genl o e e Suquesta scheda madre cé
(USB3_5_6a 19 pin) o ph_seme IiAFESSC un connettore. Questa basetta
(vedere pag. 1, n.7) g maresere USB 3.2 Genl puo supportare
amseidigiae  due porte
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

1
Header audio pannello O esEncE~ Questo header serve a
anteriore ‘M\C,r‘eguwg collegare i dispositivi
(HD_AUDIOL1 a 9 pin) or 1o audio al pannello audio
(vedere pag. 1, n. 23) AQIRIIO anteriore.

pag [ Tourz2 1
J_SENSE
our2 R
MIC2_R
Mic2_L
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Q 1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo

chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti

nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore
seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario
collegarli per il pannello audio AC’97.
E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di
controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola chassis
/ pompa dell'acqua
(CHA_FAN1/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 24)

CHA_FAN2/WP a4 pin)
vedere pag. 1, n. 18)
CHA_FAN3/WP a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 19)

—~ o~ o~

GND

FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

pw N o

4321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Questa scheda madre ¢ dotata
di tre connettori ventola a 4
pin per il raffreddamento ad
acqua del telaio. Se si decide

di collegare una ventola telaio
con raffreddamento ad acqua a
3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola CPU

(CPU_FAN1 a4 pin) FAN_VOLTAGE

(vedere pag. 1, n. 2)

FAN_SPEED

GND FAN_SPEED_CONTROL

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare

1.2 3 4
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.
Connettore ventola CPU / Questa scheda madre & dotata
FAN_SPEED

pompa dell'acqua FAN_VOLTAGE

(CPU_FAN2/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1,n. 5)

GND FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

di un connettore per la ventola
della CPU con raffreddamento
ad acqua a 4 pin. Se si decide di
collegare una ventola della CPU
con raffreddamento ad acqua a 3

pin, collegarla al pin 1-3.




Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 6)

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore di alimen-
tazione ATX a 24 pin. Per
utilizzare un'alimentazione
ATX a 20 pin, collegarla lungo
ilpin 1 eil pin 13.

Connettore di
alimentazione A
TXdal12V
(ATX12V1 a 8 pin)
(vedere pag. 1,n. 1)

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore di alimen-
tazione ATX da 12 V a 8 pin.
Per utilizzare un'alimentazione
ATX a 4 pin, collegarla lungo il
pin 1 eil pin 5.

Header porta seriale
(COM1 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 22)

TTXD1

Questo header COM1
supporta un modulo di porta

seriale.

Header TPM
(TPMS1 a 17 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)

SERIRQ #
S_PWRDWN #

LAD1

PCIRST #

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

anNo

Questo connettore supporta il
sistema Trusted Platform Module
(TPM), che puo archiviare in
modo sicuro chiavi, certifi-

cati digitali, password e dati. Un
sistema TPM permette anche di
potenziare la sicurezza della rete,
di proteggere identita digitali e

di garantire l'integrita della piat-

taforma.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock B365M Pro4-F, una placa base fiable fabricada

segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente

con un disefo resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de
ASRock.

Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados,

Q el contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo
aviso. Si esta documentacién sufre alguna modificacién, la version actualizada estard dis-
ponible en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada
con esta placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacién especifica sobre el
modelo que esté utilizando. Podrd encontrar las tiltimas tarjetas VGA, asi como la lista de
compatibilidad de la CPU, en el sitio web de ASRock.

Sitio web de ASRock  http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

Placa base ASRock B365M Pro4-F (factor de forma Micro-ATX)
Guia de instalacion rapida de ASRock B365M Pro4-F

CD de soporte de ASRock B365M Pro4-F

2 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

1 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)

1 x escudo panel E/S
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1.2 Especificaciones

Plataforma e Factor de forma Micro ATX

e Disefio de condensador sélido

CPU e Compatible con 8"y 9° generacién de procesadores Intel®
Core™ (Socket 1151)
* Admite CPU de hasta 95 W.
* Digi Power design
¢ Disefo de 8 fases de alimentacion
e Admite la tecnologfa Intel® Turbo Boost 2.0

Conjunto de ¢ Intel® B365
chips
Memoria ¢ Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

e 4xranuras DIMM DDR4

e Admite memoria DDR4 2666/2400/2133 no ECC, sin bufer

¢ Admite mddulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento
en modo no ECC)

¢ Capacidad maxima de memoria del sistema: 64GB

e Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

¢ Contacto 15 Gold en ranuras DIMM

Ranura de e 2 ranuras PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3:simple a x16
expansion (PCIE1); dual a x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))
* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de
arranque

¢ 1 xranura PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)
o Compatible con AMD Quad CrossFireX"™ y CrossFireX""

Gréficos e Intel® UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles unicamente con procesadores con GPU integrado.
¢ Admite Intel”* UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick
Sync Video con AVC, MVC (S3D) y MPEG-2 Full HW
Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology,
Intel® Insider™, Intel” UHD Graphics
e DirectX 12
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Audio

LAN

E/S en panel
posterior

Codificacion y descodificacion HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265
8 bits, HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits (solo
descodificar), MPEG2, MJPEG, VC-1 (solo descodificar)

Tres opciones de salida de gréficos: D-Sub, DVI-D y HDMI
Compatible con tres monitores

Admite la tecnologia HDMI 1.4 con una resolucion méxima de
4K x 2K (4096x2160) a 30Hz

Admite DVI-D con una resolucién méxima de 1920x1200 a 60
Hz

Admite D-Sub con una resolucién maxima de 1920x1200 a 60 Hz
Admite Sincronizacién automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI 1.4 (se necesita un monitor compatible con HDMI)
Compatible con funcién HDCP 2.2 con puertos DVI-D y HDMI
1.4

Admite reproduccion 4K Ultra HD (UHD) con puerto HDMI 1.4

7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek ALC892
Audio Codec)

*Para configurar 7.1 Audio CH HD, deberd utilizar un médulo del

panel frontal de audio HD y habilitar la caracteristica de audio multi-

canal a través del controlador de audio.

Compatible con audio Blu-ray Premium
Admite proteccion contra sobretensiones
Tapas de audio ELNA

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Admite la funcién Reactivaciéon de LAN

Admite proteccién contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

1 x puerto de ratén/teclado PS/2

1 x puerto D-Sub

1 x puerto DVI-D

1 x puerto HDMI

2 x Puertos USB 2.0

1 x Puerto USB 3.2 Genl1 de tipo C (admite proteccion contra
descargas electrostaticas)

4 x Puertos USB 3.2 Genl (admite proteccion contra descargas

electrostaticas)
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e 1x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/
ENLACE y LED DE VELOCIDAD)
e Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /

Micréfono
Almacenami- e 6 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con RAID
ento (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Tech-

nology 17), NCQ, AHCI y conexion en caliente

e 1x Zbcalo Ultra M.2 (M2_1), compatible con el médulo PCI
Express M.2 tipo 2242/2260/2280 con clave M hasta Gen3 x4
(32 Gb/s)*

* Compatible con la tecnologfa Optane™ de Intel®

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de ar-

ranque

* Admite el kit U.2 de ASRock

Conector ¢ 1x Base de conexiones de puerto COM
e 1x Conector TPM
¢ 1 x cabezal de intrusion de chasis y de altavoces
¢ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la
CPU con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
e 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
e 3 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP y CHA_
FAN3/WP se pueden detectar automaticamente si se usa el venti-
lador de 3 o 4 contactos.
e 1 x conector de alimentacion ATX de 24 contactos
¢ 1 x conector de alimentacion de 12V de 8 contactos
¢ 1 x Conector de audio en el panel frontal
¢ 2 x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0)
(Admite proteccion contra descargas electrostaticas)
¢ 1 x base de conexiones USB 3.2 Genl (admite 2 puertos USB 3.2
Genl) (Admite proteccion contra descargas electrostaticas)

59



60

Funciondela
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certifica-
ciones

BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grifica de
usuario multilingiie

Eventos de reactivacién compatibles con ACPI 6.0

Admite SMBIOS 2.7

Multi-ajuste de voltaje de CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCSA y
VCCST

Deteccion de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Tacémetro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores
de la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

Deteccion de CARCASA ABIERTA

Supervision del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1,0V, VCCSA y VCCST

Microsoft® Windows® 10 64 bits
FCCyCE

Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de aliment-

acion preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando

f Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,

las herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la

estabilidad del sistema e, incluso, daniar los componentes y dispositivos del sistema. Esta

operacién se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No

asumimos ninguna responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente
se coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en

los contactos, el puente queda “Abierto”.

" W

Short Open

Puente de borrado de
CMOS

Puente de 2 contactos
(CLRMOS1)

(consulte la pag. 1, n° 21)

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el
ordenador y desenchufe el cable de alimentacién de la toma de alimentacion. Después
de esperar 15 segundos, utilice una tapa de puente para acortar los contactos en el
CLRMOSI durante 5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que
haya actualizado la BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la
BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion, debera apagarlo antes de
que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta que la contrasena, la fecha, la hora
y el perfil de usuario predeterminado serdn eliminados unicamente si se retira la pila

del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de puente después de borrar el CMOS.

Q Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear
Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

A

Cabezal del panel del

sistema

(PANELLI de 9 contactos)

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente
sobre estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores
dafiard de forma permanente la placa base.

Conecte el interruptor de
alimentacion, restablezca el
interruptor y el indicador del

(consulte la pag. 1, n° 13) 1 estado del sistema del chasis a los
valores de este cabezal, segtn los
HDLED- valores asignados a los contactos

HDLED+

como se indica a continuacion.
Cercidrese de cudles son los
contactos positivos y los negativos
antes de conectar los cables.

PWRBTN (Interruptor de alimentacidn):
Conéctelo al interruptor de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la
forma en la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacién.

RESET (Interruptor de reseteo):
Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la ali tacion del sist ):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indi-
cador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: interruptor de alimentacion, interruptor de reseteo, indica-
dor LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su modulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.

Cabezal de intrusion de DiPME’:fER Conecte la intrusion de chasis
chasis y de altavoces DUMMY | y el altavoz del chasis a este
(SPK_CI1 de 7 contactos) e | cabezal.
(consulte la pag. 1, n° 12) ;

I

SIGNAL |
GND
DUMMY




Conectores Serie ATA3
(SATA3_0:

consulte la pag.1, n° 14)
(SATA3_1:

consulte la pag.1, n° 15)
(SATA3_2:

consulte la pag. 1, N.° 8)
(SATA3_3:

consulte la pag. 1, N.° 9)
(SATA3_4:

consulte la pag. 1, N.o 11)
(SATA3_5:

consulte la pag. 1, N.° 10)

SATA

SATA3_4 SATA3
3

N||—| :"')l
mmm

Y o
<

I. k

= %)

SATA3_1 SATA3 0

Estos seis conectores SATA3

son compatibles con cables de
datos SATA para dispositivos de
almacenamiento interno con una
velocidad de transferencia de datos
de hasta 6,0 Gb/s.

Cabezales USB 2.0

(USB3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 17)
(USB5_6 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 16)

USB_PWR
-

Esta placa base tiene otra base
de conexiones. Cada base de
conexiones USB 2.0 admite dos

puertos.

Cabezal USB 3.2 Genl vous Esta placa base tiene otra base
Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_5_6de 19 ntA_PA_SSRX- intA_PB_SSRX+  de conexiones. Esta base de
IntA_PA_SSRX+ GND
contactos) eNo nAPSSSC - conexiones USB 3.2 Genl
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(consulte la pdg. 1,n°7) s s admite dos puertos.
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Cabezal de audio del panel GNPDRE&%%E{? Este cabezal se utiliza para
frontal ‘ - | ouT RET conectar dispositivos de
(HD_AUDIO1 de 9 or 1o audio al panel de audio
contactos) NRIQIRIO C‘) frontal.
[ Tourz2 1
‘ SENS
(consulte la pdg. 1, n° 23) o
MIC2_R
Mic2_L
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S

1. El Audio de Alta Definicién (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA
para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro
manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.

2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacion:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexion a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es
necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el

panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacion” (Recording Volume).

Conectores del ventilador

de la bomba de agua/cha-
sis
(CHA_FAN1/WP de 4 ! GND
2 FAN_VOLTAGE
contactos) 3 FAN_SPEED
4 FAN_SPEED_CONTROL

(consulte la pag. 1, n° 24)

4321

(CHA_FAN2/WP de 4

contactos)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

(consulte la pag. 1, n° 18)
(CHA_FAN3/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 19)

Esta placa base proporciona tres
conectores para el ventilador

del chasis para refrigeracion

por agua de 4 contactos. Si tiene
pensando conectar un ventilador
de refrigeracion por agua del
chasis de 3 contactos, conéctelo
al contacto 1-3.

Conector del ventilador de

Esta placa base contiene un
conector de ventilador (ventilador
silencioso) de CPU de 4 contac-
tos. Si tiene pensando conectar un
ventilador de CPU de 3 contactos,

conéctelo al contacto 1-3.

la CPU FAN_VOLTAGE FAN-STEED
(CPU FANI d 4 FAN_SPEED_CONTROL
_ e
contactos)
1.2 3 4
(consulte la pag. 1, n° 2)
Conector del ventilador de
la bomba de agua/CPU
(CPU_FAN2/WP de 4 R
contactos) FAN_VOLTAGE FAN_SPEED_CONTROL

(consulte la pag. 1, n° 5)

1.2 3 4

Esta placa base proporciona un
conector de ventilador de CPU de
refrigeracion por agua de 4 contac-
tos. Si tiene pensando conectar un
ventilador de disipador por agua
de CPU de 3 contactos, conéctelo

al contacto 1-3.
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Conector de alimentacion Esta placa base contiene un

ATX conector de alimentacion ATX
(ATXPWRI de 24 de 24 contactos. Para utilizar
contactos) una toma de alimentacién ATX

(consulte la pag. 1, n° 6) de 20 contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 13.

Conector de alimentacion 8 5 Esta placa base contiene un

ATX de 12V LIOCC] conector de alimentacién ATX de
(ATX12V1 de 8 contactos) ADDD L 1 12V y 8 contactos. Para utilizar
(consulte la pag. 1,n° 1) una toma de alimentacion ATX

de 4 contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 5.

Este cabezal COM1 admite un

modulo de puerto serie.

Cabezal de puerto serie
(COM1 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 22)

TTXD1
DDCD#1

Cabezal TPM . Este conector es compatible con

(TPMSI de 17 contactos) G el sistema Mddulo de Plataforma

(consulte la pag. 1, n° 20) % ! Segura (TPM, en inglés), que puede
almacenar de forma segura claves,

o
=
Ic}

+3VSB
LADO
LAD3
PCIRST #
FRAME
PCICLK

>
=
+

ans

o
z
v}

LAD2

LAD1
SMB_DATA_MAIN

certificados digitales, contrasenias

SERIRQ #
SMB_CLK_MAIN

S_PWRDWN #

y datos. Un sistema TPM también

ayuda a aumentar la seguridad en la
red, protege las identidades digitales
y garantiza la integridad de la plata-

forma.
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1 BBepeHne

Braropapnm Bac 3a mpuoGpeTeHue HaieXXHOI MaTepuHcKoit aTel ASRock B365M
Pro4-F, BbIITycKaeMolt 1of; OCTOSIHHBIM CTPOrUM KOHTposeM Kommanun ASRock. Ota
MaTepUHCKas I/1aTa 06ecreuBaeT BeMMKOJEIHYIO IPOM3BOSUTETbHOCTD 1 OTINYALTCA
HaJIe)KHOI KOHCTPYKIMeil B COOTBETCTBIUM ¢ TpeboBarmsamu komnanun ASRock B

OTHOUIIEHUMN Ka4yeCTBa U OJITOBEYHOCTI.

ITo npuuune 06H06MCHUA XAPAKIMEPUCINUK CUCINEMHOTL NAAMDbL U NPOZPAMMHO20
obecneuenus BIOS codepicumoe Hacmosueil okymeHmauuu moxcem Ovimb usmeHeHo 6e3
npedsapumenviozo yeedomnenus. IIpu usmereHu codepiumozo Hacmoaue20 00Kymenma
€20 06HO8/IEHHAS Bepcust Gydem docmynHa Ha ee6-catime ASRock 6e3 npedsapumenstozo
yeedomnerus. IIpu HeoOX00UMOCMU MeXHUHeCKOi NO00EPHCKU, CBAZAHHOL C MAMePUHCKOTL
naaMotl, nocemume 6e6-caiim u Hatioume Ha Hem UHPOPMALLI0 0 MO0 UCHOILIYEMOTL
samu mamepurckoii naamvl. Ha ee6-catime ASRock maksice moxcHo Haiimu camvlil
nocnedHuti nepeuerv noddepicusaemvix VGA-xapm u LTI

Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KomnnekT nocTaBku

¢ Marepunckas mrata ASRock B365M Pro4-F (dbopm-daxrop Micro ATX)

¢ Kparkoe pykoBozicTBO 1o ycranoBke ASRock B365M Pro4-F

e Juck ¢ ITO mnsa ASRock B365M Pro4-F

o 2 kabens nepenaun ganHbIX Serial ATA (SATA) (mprobpeTaroTcs OTAEIBHO)
e 1 BuHTA /11 CIOTOB M.2 (IproOpeTanTcs OTAENbHO)

e ] 3KpaH IaHe/nM C HOPTaMy BBOJIa-BbIBOJA
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1.2 TexHNYeCcKne XxapakTepucTuKku

Mnatdopma e ®opm-dakrop Micro ATX

e (Cxema Ha OCHOBE TBEPAOTEIbHDIX KOHAEHCATOPOB

un e Tlompepxka mporeccopos 8" i 9*° mokonenus Intel® Core™
(Socket 1151)
e [lopnepsxuparorcsa LI momHoCTBIO 10 95 BT.
* Digi Power design
e Cucrema nutanus 8

o TloppepxuBaercs TexHonorys Intel® Turbo Boost 2.0

Yuncer o Intel®° B365

Mamartb o JIByxkaHanbHasA mamaTh DDR4

e 4xrHesga DDR4 DIMM

e Tloanep)XMBAOTCs MORY/IN HeOY(epr30BaHHOI ITaMSATH
DDR4 2666/2400/2133 6e3 ECC.

* Tloppepxka mopyneit mamat ECC UDIMM (pa6ora B
pexnme, ormmasoM ot ECC)

e Maxkcumanphbiii 06bem O3Y: 64 '6

e Tlonpepxuaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

e TlosonouenHslie (15 MKM) KOHTaKTHI ¢10TOB DIMM

Cnotbl e 2 PCI Express 3.0 x16 ruesp (PCIE1/PCIE3:opuHapHblit

pacwmpeHus npu x16 (PCIE1); gBortroit mpu x16 (PCIEL) / x4 (PCIE3))
* Iopep>KMBaAIOTCA B KadeCTBe 3arpy304HbIX SSD-mcky Tuna
NVMe.

e 1 PCI Express 3.0 x1 ruesy (Flexible PCle)
o Ilopgpepxka AMD Quad CrossFireX™ u CrossFireX™

Fpaduueckan e Bcrpoennbiit Bupieoagantep Intel” UHD Graphics
nopgcucrema u BbIxozibl VGA 1ofiiep>kK1BaloTCs TOTbKO IPI
ucnonbaoBaruu 111 co BCTpoeHHBIMM rpaduaecKumMm
IPOLIECCOPAMIA.
© HO}:UICP)KI/[BaeMbIe BCTPOEHHDBIE TEXHOIOI M Bmsyanmsaumm
Intel* UHD Graphics: Intel® Quick Sync Video ¢ momaocTbIO
anmapaTHbIM KopyposaHneml B popmarax AVC, MVC
(S3D) 1 MPEG-2, Intel® InTru™ 3D, rexzonorus Intel®
Clear Video HD, Intel® Insider™, Intel” UHD Graphics
e DirectX 12
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3ByK

LAN

MopTbl BBOga-
BblBOAA Ha
3agHeln naHenun

ITporpaMMHO-anmapaTHOe KOAMPOBaHIe-IeKOIIPOBaHIIe:
AVC/H.264, HEVC/H.265 8 6ut, HEVC/H.265 10 6ur,
VP8, VP9 8 6urt, VP9 10 61t (TOIBKO FEKOANPOBAHNE),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (T0o1bKO eKOAMpOBaHNE)

Tpu Bugeossrxopa: D-Sub, DVI-D u HDMI

TToppmepyxka pabOThI € TPeMsi MOHUTOPAMIL

TToapepxka HDMI 1.4 ¢ MakcuMaIbHBIM paspellieHneM o
4K x 2K (4096x2160) pu uactoTe 06HOBIeHM: 30 111
Toppepxusaerca DVI-D ¢ MakcuManbHbIM paspelieHeM
10 1920x1200 ripm 60 Ty

IoppepxuBaetcst D-Sub ¢ MakcuManbHbIM paspelieHnem
10 1920x1200 mpu 60 Iy

Toppepsxusatorcs Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ut/
nsert), xvYCC 1 HBR (High Bit Rate Audio) uepes

nopt HDMI 1.4 (tpe6yercs coorsercTylomuit HDMI-
MOHUTOP)

Ioppeprxka ¢pyukiyn HDCP 2.2 yepes noprst DVI-D n
HDMI 1.4

ITonpeprxka BoiBOfa Brzeo ¢ pasperuennem 4K Ultra HD
(UHD) na nopr HDMI 1.4

7.1-KaHa/IbHBIIT 3BYK BbICOKOI1 yeTKocT HD Audio ¢
3aIUTON JaHHBIX (ayAokozek Realtek ALC892)

*JIns HacTpoyiky 7.1-KaHaTbHOTO 3BYK BBICOKOI 9€TKOCTI

HD Audio ncnonb3yiiTe nepepHioo ayanonasens HD

M AKTUBUPYIiTe (YHKINMIO MHOTOKAaHAIbHOTO 3BYKa B
ayauoppaiisepe.

IMoppeprxka Premium Blu-ray Audio
3ammra oT IMepenajoB HAIPsXKeHNA B I/IEKTPUYECKOIL CeTI
Konpencaropsr ma ayauocucrem ELNA

Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6ut/c

Giga PHY Intel” 1219V

IMonpepxuBaeTcs npobysxpaenue o JIBC
MonHyesauTa 1 3aluTa OT 7eKTPOCTATUYECKIX
paspssoB

IMonpepxuBaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
Toppepxusaercsa PXE

1 mopr PS/2 pys Mblm/KmaBuatypbl

1 mopt D-Sub

1 mopt DVI-D

1 mopr HDMI

2 nopra USB 2.0

1 ITopr USB 3.2 Genl tnn C (¢ 3amuToii ot
9NIEKTPOCTATUYECKUX Pa3psA/IOB)

4 mopros USB 3.2 Genl (¢ 3amuroii ot
97IEKTPOCTATUYECKIUX PA3PSAIOB)
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3anomMuHalowme
ycTponcrea

Pasbembl

e 1 nopt JIBC RJ-45 ¢ nuankaropamu («AKTMBHOCTB/
Coegunenne» 1 «CKOpOCTb»)

e Pazwempr HD Audio: muneitubiit Bxox / pponTansusie AC /
MUKPOGOH

* 6 pazbeMoB SATA3 ¢ IIpOITyCKHOII CII0CO6HOCTBIO 6,0 6/
¢, noguepxxka RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID
10, rexnonoruu Intel Rapid Storage 17), NCQ, AHCI
«I‘Op?{‘{e[‘o» IOAKITHYEeHUA

e 1 cmor Ultra M.2 (M2_1), moppep>xuBaeTcst MOFY/Ib M.2
PCI Express tuma 2242/2260/2280 ¢ xmogom M 10 Bepcum
Gen3 x4 (32 I'6ut/c)*

* Tlopepxka Texuonorny Intel” Optane™

* Ilopiiep>KMBaOTCA B KaueCTBe 3arpy30uHbIX SSD-ayicky Tnma
NVMe

* Tlonmep>kuBaercst kommiekt ASRock U.2

e 1 xonoaxa COM-mopTa

e 1 konogka TPM

* 1 Konoaxa ¢ pagbeMaMI aTYMKa BCKPBITHA KOPITyca 1
JMMHaMMKa

® 1 pasbem s BeHTUAATOPA oxnaxaenus LTI,
4-KOHTAKTHBI

* PagbeM MPOILIECCOPHOTO BEHTHUIATOPA TOffieP)KMUBAET
BEHTIIATOP C MOTpebisieMbIM TOKOM He 6ormee 1 A (12 Br).

e 1 pasbeM I BEHTIWIATOPA VIV BOJAHON IIOMIIbI BOJSTHOTO
oxnaxpaenns LT (4-KoHTaKTHBIN) (CMapT-perynaTop
CKOPOCTY BEHTHU/IATOPA)

* PasbeM [Is IIPOLIECCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTHU/IATOPA U/IN
BOJISTHOJ TTOMITBI TIOJIIePXKMBAET BEHTHUIATOP C IOTPeb/IsIeMbIM
TOKOM He 6ortee 2 A (24 Br)

e 3 pagbeMsl /151 KOPIIYCHOTO BEHTIIATOPA W/ BOJSIHOI
MOMIIBI (4-KOHTAKTHBII) (CMapT-peryisTop CKOpocTn
BEHTI/LITOPA)

* PazbeM 11 IPOIIECCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTHU/IATOPA WM
BOJISTHOI TTOMITBI TIOJIIePXKMBAET BEHTHUIATOP C IOTPeb/IsIeMbIM
TOKOM He 6oree 2 A (24 Br).

* Ilna pasvemos CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_
FAN2/WP n CHA_FAN3/WP aBTOMaTH4ecKy ONpeensaeTcs
THUTI TTIOZIK/TIOYE€HHOTO BEHTU/IATOpA: 3- MM 4-KOHTAKTHBII.

e 1 pasbem nutanua ATX, 24-KOHTaKTHbII

* 1 pasbem nuTanuA 12 B, 8-KOHTaKTHbIN

* 1 ayamopasbeM Jiid IepefiHeil ITaHenn

e 2 xonopku USB 2.0 (4 mopra USB 2.0) (c 3amuToit oT
9/IEKTPOCTATUYECKIX Pa3psIioB)

e 1 komopka USB 3.2 Genl (2 mopra USB 3.2 Genl)
(¢ 3aIuUTOI OT 9/MEKTPOCTATUIECKIX PA3PSTLOB)
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MapameTpbl c
BIOS

KoHTponb o
o6opyaoBaHuA
OnepauunoHHblie .
cucTembl
CepTudukayus .

AMI UEFI Legal BIOS ¢ nopiep»kKoii MHOTOSI3bI9HOTO
rpaguaeckoro nHTepderica

IMonpepyxxa QyHKImit mpobyxaennus mo cranzapry ACPI 6.0
Toppmepsxkxa SMBIOS 2.7

Perynuposka nanpskennii 1111, DRAM, PCH 1,0B, VCCSA,
VCCST

Kontpons Temneparypsr: Bentunarop LII; Bentunarop
WM momIa BogsaHoro oxnaxaenus LIT; Benrtunarop nm
IIOMIIa BOJIAAHOTO OX/IaKI€HMA KOpITyca

Taxomerp: Bentwarop LIIT; BenTiAtop mmy momma
BopsiHOTO oxnaxkenus IIT; Bentunarop nam momma
BOJISTHOTO OXJIXK/IeHN S KOpITyca

Becirymuas pa6oTa (C aBTOMaTI4eCKOIl pery1npoBKoii
CKOPOCTY BpallleHNA B 3aBMCUMOCTI OT TEMIIEPATYPbI
LII1): Bentnnsarop LIT; Bentnnsarop win momma BOAsTHOTO
oxmaxzaenns LIT; BeHTUIATOp Wy OMIIa BOAHOIO
OXJIaXK/IeHNs KOPITyca

Perynuposka ckopoctu Bpamenus: Bentunarop HIT;
Bentunarop nau nommna sogsHoro oxnaxaenns LTI
BeHTHIATOP MM IOMIIA BOZIAHOTO OX/TaXKeHMs KOpITyca
JTaTunK BCKPBITHA KOpITyca

Kontponb Hanpspxennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Hanpskenne
appa HII, DRAM, PCH 1,0B, VCCSA, VCCST

Microsoft® Windows® 10 (64-paspsigHas)

FCC, CE
ComectumocTb ¢ ErP/EuP (Heobxopum 610K nmuTaHms,
cooTBeTcTBYROWMIT cranaapry ErP/EuP)

* C dononHumenvHotl uHgpopmaueil 06 U0enuu MOIHO 03HAKOMUMbCA HA seb-catime: http://www.asrock.com

A

Credyem yuumoléamy, 4mo paszox npoyeccopa, 6Kmo4as usmerenue Hacmpoex BIOS,
npumenenue mexronoeuu Untied Overclocking u ucnonv3oeanue uHcmpymenmos paszona
He3aBUCUMbLX NPOU3B00UMeretl, CONpsiscer ¢ onpedeneHHbimM puckom. Paszon npoueccopa
MOJNCE CHUSUMb CIABUBHOCIb CUCTEeMbL UL 0aJKe NPUBECTIU K NOBDENCOEHUI0 ee
KOMNOHEHMOB t ycmpoticme. Paszon npoyeccopa ocyuyecmensemcs nov3o6amenem

Ha cobcmeenHblil puck u 3a cobcmeennwiil cuem. Mol He Hecem 0meemcmeeHHocmy 3a

603MONCHbLIL Yu4epO, 6bI36AHHDLLL PAS20HOM NPOYeCccopa.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBKa TIEpEMbBIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIITadKa
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmu II€pEMbIYKa-KO/MNA4Y0K Ha KOHTAKTBI HE

YCTaHOBJIEHA, IEPEMBIUKA «PA3OMKHYTa».

" W

Short Open

ITepembruxa copoca

HacTpoek CMOS
(CLRMOSI)
(cm. cTp. 1, Ne 21)

2-KOHTaKTHasA IIepeMblYKa

CLRMOSI ncronbayercs s yganenus ganasix CMOS. Yto6br copocuts 1
OOHY/IUTD MTApaMeTPhbl CUCTEMbI Ha HACTPONKY 110 YMOTYAHMIO, BBIK/TIOUNTE
KOMIIBIOTEp 1 U3BJIEKUTE OTK/TIOUNTE Kabe/Ib MNTAHNA OT MCTOUHMKA INTAHNA.
BooxnTe 15 CeKyH/T M HAaKMIHOI IIepeMBIYKON 3aMKHITE KOHTAKThI pasbeMa
CLRMOSI Ha 5 cexynp. He copaceiBarite Hactpoitku CMOS cpasy mocie
o6nosnenns BIOS. ITpn Heobxomumoctu copocuts HacTpoiikn CMOS cpasy mocie
o6HoBenns BIOS cHavasa mepesarpysure CUCTEMY, @ 3aTeM BBIK/TIOUMTE KOMIIBIOTED
neper; copocom Hactpoek CMOS. YuTute, 4To Mapob, Aara, BpeMs 1 npoduib
TIO/Tb30BATE/IA IO YMOTYaHIIO COPACBIBAIOTCA TONLKO B TOM CITydae, eC/i M3BJIeyb
6arapeto CMOS. ITocne c6poca nactpoek CMOS He 3a0y/bTe CHATh HAKUAHYIO

TIepeMBIuKY.

C6poc nacmpoex CMOS moxcem npusecmu k onpedesieHuio 8ckpvimuio kopnyca. Ymo6o
06HyUMb 3aNUCH NPedblOyULe20 0NPedesIeHUS 6CKPLLMUS KOPRYCA, UCNOMb3YTime
napamemp Clear Status (O6nyaums cocmosnue) BIOS.
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1.4 Konoakmun Pa3beMbl, PaCNONOXKEHHbIE Ha CNCTEMHON
nnare

Pacnonoxcerivle Ha cucmemHoil naame Koi00Ku Mpa3'b€Mbl HE senawomcs nepeMmeaMu.
HE ycmanaenueaiime Ha smu KonoOKU U pasvembl NepembluKi-KONNauku. Yemanoska

nepemvl4eK-KonInaukos Ha Imu KO7100KU U pa3vembl MOJHceM 8bl36aMy HeYCMParHumoe
HD@PEJMBGHMB CUCMEeMHOLL NAamabl.

Konopxa cucremuoit
MaHem

(9-xonrakrHas, PANELI)
(cm. cp. 1,Ne 13)

IMopkmr0unTE PacIoNnoKeHHbIE
Ha KOPITyCe BbIK/TI0YaTe/lb
MUTaHMs, KHOIKY Iepe3arpysku
Y VIHIMKATOP COCTOSHMUA
CUCTEMBI K 3TOI KOMOKe B
COOTBETCTBUU C pacIpefieneHreM

HDLED-
HDLED+ KOHTAKTOB, IIPMBENEHHDIM HIDKE.

Ilepen nopxoueHneM Kabereit
OIIpefe/nTe MOIOKUTETbHDLI 1
OTpUILATEIbHBII KOHTAKTBL.

PWRBTN (xnonxa numanus):
TlodknioueHue KHONKU NUMAHUS, PACNOTIONEHHOTI Ha nepedHeil naxenu Kopnyca. MoxHo

Hucmpoumb nupﬂbux BbIK/TIOYEHUSA CUCIEMbL C UCNOTb3 KHONKU (A,

RESET (xnonka nepezazpysxu):

TTooxniouenue KHONKU nepe3azpy3ku CUcmembl, PACNONIONEHHOIL HA nepedHell naHeau Kopnyca.
Haxcvume kHonky nepesazpysku, 4mo0vl nepe3anycmums KoMnviomep, eciid OH 3a6UC U
HOPMATIbHDLLL 3ANYCK HEBO3MOMNEH.

PLED (c 0 i UHOUKAMOop cucmemvt):

TTooxnioueHue UHOUKAMOPA COCMOAHUS, PACHONIONEHHO20 HA nepedHell naHeau Kopnyca.
Ceemoduodnvlii unouxamop 2opum, k020a cucmema pabomaem. Kozda cucmema naxooumcs
6 pexcume oscudanus S1/83, ceemoouod muzeaem. Kozda cucmema HaxoOUmcs 6 pexcume
oxcudanus S4 unu eviknouena (S5), ceemoouod He 2opum.

HDLED (¢ 7 JHecmK020 OucKa):

P P

TTooxniouenue c6emoouo0H020 UHOUKAMOPA PAGOMbL HeCHKO020 OUCKA, PACHIONIONEHHO20 HA
nepeoreti nanenu. CeemoouoOHvlil UHOUKAMOP 20pUM, K020 HeCMKULil OUCK BbINONIHSEM.
CHUMbIBAHUE UMY 3NUCL OAHHDIX.

Ilepednas nanenv mosxcem Gbimp pasHoli HA PA3HBLX KOPHYCAX. B 0cHOBHOM nepeonss natens
8K7I0UACIN 8 C0SI KHONKY NUMAHUS, KHONKY nepe3azpy3Kil, C8emo0u00Hblil UHOUKAMOP
NUMAHUS, C6emo0U00HbLI UHOUKAMOP PAOOMbL JecmKo20 Oucka, Ounamux u m. 0. Ipu
NOOK0HeHUY nepedHeil naHenu K 3moii Kono0Ke npasunvHo nOOKI0HaAllme nposooa Kk

KOHmaxkmam.

Konopxa ¢ paspemMamn SPEAKER ITpennasHaueHa i
TIATYMKA BCKPBITIA DU;JyMY TIONK/TIOYEH S TaTYMKa
Kopnyca U INHAMMKa +5I\/ BCKprTI/If[ Kopr[yca n
(7-KOHTaKTHBII, [e)[e)[e)[e) KOPITYCHOTO JIHAMMKa.
SPK_CI1) LQIQIQ
(em. ctp. 1, Ne 12) SIGNAL |

GND

DUMMY




Paszbemsr Serial ATA3
(SATA3_0:

cm. cTp. 1, Ne 14)
(SATA3_1:

cm. cTp. 1, Ne 15)
(SATA3_2:

cm. cTp.1,Ne 8)
(SATA3_3:

cm. cTp.1,Ne 9)
(SATA3_4:

cm. cTp.1,Ne 11)
(SATA3_5:

cm. cTp.1,Ne 10)

il
(0

SATA3_1 SATA3_0

SATA3_4 SATA3_2

SATA3_5 SATA3_3

OT LIecTh pa3beMoB

SATA3 nmpepgHa3Ha4YeHBI /L
nogkaouenns kabeneit SATA
BHYTPEHHIX 3aIIOMVHAIONINX
YCTPOVICTB /LA TIepefaun
IaHHBIX CO CKOPOCTBIO IO

6,0 T6/c.

Komogku USB 2.0

(9-xonTakTHasa, USB3_4)

oM. cTp. 1, Ne 17)

(
(9-xonTakTHasa, USB5_6)
(

oM. cTp. 1, Ne 16)

USB_PWR
-

Ha matepuHckoit nare
MIMeeTCA OffHa KOZoAKa. ITa
komnozka USB 2.0 mosker

IIoAIEep>KNBaTh iBa IMOpTa.

Komogku USB 3.2 Genl
(19-KoHTaKTHas,
USB3_5_6)

(em. cp. 1, Ne 7)

Vbus

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

GND

GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

Ha matepunckoit miaTe
VIMEETCsI OJfHA KOJIOZIKA.
Ira xonogka USB 3.2 Genl

IIoAIEP>KNBAET Ba IIOPTa.

AyZMoKonoyKa nepegHent

TaHem
(9-KOHTaKTOB,
HD_AUDIO1)
(cm. cTp. 1, Ne 23)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

‘ | OUT_RET

ol o
| (o] (el (o] [e] [e]
[ Tourz2 1
J_SENSE
ouT_R
MIC2 R
Mic2_L

ITa Ko/MojKa
npefHa3HaYeHa
VIS TIOJK/TIOYeH s
AyANOYCTPOIICTB K

TiepeiHelt ay/[oTaHesI.
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1. Ayduocucmema 8viC0K020 paspeuierus noddepicusaem GyHKYUI0 pacno3Hasanus
pasvema, Ho 07151 € NPABUILHOIL PAGOMbL HE06X00UMO, HMoGbL NPOBOO NAHen Kopnyca
noddepicuean nepeoauy cuenanos HDA. VIncmpykuuu no ycmaHnoeke CUcmemvl CM. 6
amom pyKkogodcmee u pyKosoocmee Ha KOPRyc.

2. IIpu ucnonv3zosanuu ayouonanenu AC'97 nodxno4ume ee Kk ayouoxkonooxe nepeorei
namenu, KAk ykazaxo oasee:

A. ITooknouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.

B. Iooxmouume Audio_R (RIN) x OUT2_R, Audio_L (LIN) xk OUT2_L.

C. ITookniouume nposod 3azemnenus (GND) k konmaxmy 3azemnenuss (GND).

D. Konmaxmovt MIC_RET u OUT_RET ucnonvsytomcst monvko onsg ayouonaHenu
8b1c0K020 paspeutenus. ITpu ucnonvzosanuu ayouonarenu AC97 ux noOkmouams He
HYJHcHO.

E. Ymo6vt akmusuposamv nepednuii MUkpoox, nepeiioume Ha exnaoxy FrontMic
nawenu ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume
(Ipomrocmy 3anucu).

Pasbembr i IlaHHas cCTeMHAs
BEHTHU/IATOPA VIV TIOMITBI TIaTa OCHalleHa TPeMs
BOISTHOTO OX/TaXK/IE€H ST 4-KOHTaKTHBIMU pa3beMaMu
KopIIyca TSI CUCTEMBI BOJISTHOTO

GND

(4-KOHTAKTHBI OXJIKJIEHM ST KOpITyca.

1

2 FAN_VOLTAGE
CHA_FAN1/WP) 3 FAN_SPEED 3-KOHTAKTHYIO CUCTEMY

4 FAN_SPEED_CONTROL
(cm. cp. 1,Ne 24) BOJITHOTO OX/TQKeH s

KOPpITyca CTIefiyeT MOfIK/II0YaTh

(4-KOHTaKTHBII 4321 K KOHTaKTaM 1-3.
CHA_FAN2/WP)
(em. cTp. 1,Ne 18) FAN_SPEED_CONTROL

. CHA_FAN_SPEED
(4-KOHTaKTHBII FAN_VOLTAGE

CHA_FAN3/WP) GND
(em. cp. 1,Ne 19)

PasbeMm BeHTHIATOPA ITa MaTepuHCKas IJIaTa CHabKeHa
OXJIOKJIeHNA ITpolieccopa 4-KOHTaKTHBIM Pa3beMOM IS
(4-xonrakra, CPU_FANI1) MaJIOUIyMSAIIEro BEHTU/IATOPA
(cm. cTp. 1,Ne 2) FAN_VOLTAGE FAN-SPEED LITI. Ecru BBI cobupaeTrech

FAN_SPEED_CONTROL
TIOAK/TIOYNTD 3-KOHTAKTHBIN

BEHTWIATOP OXJTAKAECHNA

e TIPOLeCCopa, MOAKIII0YANTE eTo K
KOHTaKTaMm 1-3.

PaspeMm A1 BeHTHIATOPA JlaHHasA MaTepunHCKasA IIaTa
VTV TIOMITBI BOZISTHOTO FAN_SPEED ocHaleHa 4-KOHTaKTHBIM
oxnaxenns 11T FANVOLTAGE - 5| |FAN_SPEED_cONTROL  PA3'BeMOM JI/Isl CUCTEMbI BOJSHOTO
(4-KOHTAKTHBI oxyaxxzienus LII. 3-KoHTaKTHYIO
CPU_FAN2/WP) T2 5 4 CUCTeMY BOJITHOTO OX/IaXK/[€HS
(cm. cTp. 1,Ne 5) LITT crepyeT OAKITIOYATD K

KOHTakKTam 1-3.
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Pazpem nuranusa ATX Ora MaTepUHCKas I1aTa
(24-xoHTaKTa,
ATXPWRI1)

(em. ctp. 1, Ne 6)

OCHalleHa 24-KOHTAaKTHBIM
pasbemoM nuranusa ATX.
Yro6bl UCIIONB30BATH

20-KOHTaKTHBIN pasbeM

muTanus ATX, nogkiaodnrte
€ro BJ0/Ib KOHTAaKTa 1 1

KOHTaKTa 13.

Pazpem murtaHus

Ora MaTepMHCKasl I1aTa

ATX 12 B D000 cHab)KeHa 8-KOHTaKTHBIM
(8-xonTakToB, ATX12V1) 4

(em. cp. 1, Ne 1) 12B. YT06bI NCIIONB30BAThH

1 paspemom muranua ATX

4-KOHTaKTHBIIT pa3beM
murtanus ATX, mogkio4dnTte

€T0 BOO/Ib KOHTaKTa 1u

KOHTAaKTa 5.
RRXD1
Konogka DDTR#1 Konogka COM1
DDSR#1
TIOC/Ief{OBATENLHOTO OPTa CCTS#1 TIOifiep)KVBAET MOAK/TIOUEHNe

(9-konTakTHass, COM1) MOJy7IA TIOCTIef;OBATENLHOTO

(cm. cTp. 1, Ne 22) RRI#1 rnopra.
RRTS#1
TTXD1
DDCD#1
Konogka TPM 10T pasbeM obecreunBaeT
(17-xonTakros, TPMS1) o8 8.3 2 g E HnonpepKKy cucremst Trusted
Z = < ™m <O x O
[CRR U -

(em. cTp. 1, Ne 20) Platform Module (TPM), koTopas
croco6Ha 06ecreYnTh HaleXKHOe

XpaHeHue Ko4ell, 1nppOBbIX

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #

GND
LAD1
LAD2

SMB_DATA_MAIN
anos

ceptuduKaToB, maposer 1

SMB_CLK_MAIN

nmanHbix. Cucrema TPM Takoke

TIOBBILIAET YPOBEHD CETEBOIA
6€30MacHOCTH, 3alUIaeT

11 poBbIe NACHTUPUKATOPDI
1 obecrednBaeT 1eI0CTHOCT

T1aTHOPMBI.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock B365M Pro4-F, uma confiavel placa mae
ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

contetido desta documentagdo estard sujeito a alteragdes sem aviso prévio. Caso ocorram
modificagdes a esta documentagdo, a versio atualizada estard disponivel no site da ASRock
sem aviso prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite
0 nosso site para obter informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé
também poderd encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da
ASRock. Site da ASRock http://www.asrock.com.

Q Como as especificagdes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o

1.1 Conteudo da embalagem

e Placa-mie ASRock B365M Pro4-F (Micro ATX Form Factor)
¢ Guia de Instalagao Répida da ASRock B365M Pro4-F

e CD de Suporte ASRock B365M Pro4-F

¢ 2 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

¢ 1 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

¢ 1 x Painel de E/S
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1.2 Especificacdes

Plataforma e Micro ATX Form Factor

¢ Design de condensador solido

CPU e Suporta 8 Ger. e 9" Geraio de Processadores Intel® Core™
(Soquete 1151)
e Suporta CPU até 95W
* Digi Power design
e Design com 8 fases de alimentagio
e Suporta a tecnologia Intel” Turbo Boost 2.0

Chipset ¢ Intel® B365

Memoria e Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais

* 4x Slots DIMM DDR4

e Suporta memoria DDR4 2666/2400/2133, nao ECC, sem
memoria intermédia

¢ Suporta modulos de meméria ECC UDIMM (opera em modo
nao-ECC)

¢ Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB

¢ Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®

¢ Contato em Ouro 15 nos slots DIMM

Slot de ex- e 2 Slots PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3:tinico em x16
pansao (PCIE1); duplo em x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagdao
e 1x Slot PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)
e Suporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX™

Gréficos e Os gréficos incorporados Intel” UHD e as saidas VGA s6
podem ser suportados com processadores com GPU integrada.
e Suporta gréaficos incorporados Intel* UHD: Intel® Quick Sync
Video com AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encodel,
Intel” InTru™ 3D, Tecnologia Intel® Clear Video HD, Intel®
Insider™, Graficos Intel® UHD
e DirectX 12
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Audio

LAN

E/S do painel
posterior

¢ HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/
H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decodificar apenas),
MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decodificar apenas)

o Trés op¢oes de saida de graficos: D-Sub, DVI-D e HDMI

e Suporta configuragdao com trés monitores

¢ Suporta HDMI 1.4 com resolugdo max. até 4K x 2K (4096x2160)
@ 30Hz

¢ Suporta DVI-D com resolu¢do méxima de até 1920x1200 @
60Hz

e Suporta D-Sub com resolugiao maxima de até 1920x1200 @
60Hz

e Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 1.4 (E
necessario um monitor compativel com HDMI)

e Suporta HDCP 2.2 com Portas DVI-D e HDMI 1.4

¢ Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com Porta HDMI 1.4

e Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetido (Codec de
4udio Realtek ALC892)

*Para configurar Audio 7.1 CH HD, é necessério usar um médulo
de dudio de painel frontal HD e habilitar o recurso de dudio multi-

canal pelo driver de dudio.

¢ Suporte dudio Blu-ray superior
¢ Suporta Protegdo de Sobretensao
e Fones de Audio ELNA

e LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

e Giga PHY Intel® 1219V

e Suporta Wake-On-LAN

e Oferece Suporte a Protegio de Relampago/ESD
 Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az

e Suporta PXE

¢ 1x Porta PS/2 para mouse/teclado

e 1 x Porta D-Sub

e 1x Porta DVI-D

e 1x Porta HDMI

e 2x Portas USB 2.0

e 1xPorta USB 3.2 Genl Tipo C (Suporta Proteciao ESD)
e 4xPortas USB 3.2 Genl (Suporta Prote¢ao ESD)



Armazena-
mento

Conector

e 1x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)
o Fichas de daudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /

Microfone

¢ 6x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte RAID (RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 10, Tecnologia de Armazenamento Réapido Intel®
17), NCQ, AHCI e Conexao a Quente

¢ 1xsoquete M.2 Ultra (M2_1), suporta chave M tipo
2242/2260/2280 médulo M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s)
*

* Suporta a tecnologia Intel” Optane™
* Suporta NVMe SSD como discos de inicializagao
* Suporta Kit ASRock U.2

¢ 1 x Suporte porta COM

¢ 1 x Plataforma TPM

e 1 x Intrusdo do Chassi e Cabecote de Autofalante

¢ 1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)

* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimentagao maxima 1A do ventilador (12W).

¢ 1 x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteli-
gente)

* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A maximo (24W) poténcia do
ventilador.

e 3 x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteli-
gente)

* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o

ventilador de refrigerador a 4gua de 2A maximo (24W) poténcia do
ventilador.

* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP e CHA_

FAN3/WP podem detectar automaticamente se ventoinha de 3 pinos

ou 4 pinos esta em uso.

¢ 1 x Conector alimenta¢do ATX 24 pinos

¢ 1 x Conector de energia 8-pinos 12V

e 1 x Conector de dudio do painel frontal

e 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Prote¢ao ESD)

e 1 x Plataforma USB 3.2 Genl1 (Suporta 2 portas USB 3.2 Gen1)
(Suporta Protegao ESD)
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Fungées da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certificacoes

AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar

Suporte SMBIOS 2.7

CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST Multi ajuste de

tensdo

Sensor de Temperatura: CPU, CPU/Bomba de agua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de dgua

Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de agua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de dgua

Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de 4gua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
agua, Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

Detecgdo de ABERTURA da CAIXA

Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimen-

tagdo preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

f Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste

das definicées na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagio de

ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do

sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser

realizado por sua conta e risco. Ndo nos responsabilizamos por possiveis danos causados

pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do
jumper ¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de

jumper nos pinos, o jumper é "Aberto".

" W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS

(CLRMOS1) .
Jumper de 2 pinos
(ver p.1,N.°21)

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue

a tomada da alimentagao. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper
para fazer curto dos pinos no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto, ndo apague o
CMOS logo apos ter realizado a atualizagdo da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS
logo apds ter terminado uma atualizagao da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e
voltar a encerra-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora
e perfil padrdo do usuario serdo apagados so se a bateria CMOS for removida. Por

favor, ndo se esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.

Q Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢ao do BIOS
"Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.

81



82

1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird

causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de sistema
(PAINEL1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.2 13)

Ligue o botdo de alimentagao,
o botdo de reinicializa¢ao e o

indicador do estado do sistema

no chassi deste suporte, de

acordo com a descri¢ao abaixo.

HDLED- . ey
HDLED+ Observe os pinos positivos e

negativos antes de conectar os
cabos.

PWRBIN (Botio de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botdo de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botao de reiniciali-
zagao para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagio no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensio S1/83. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializacdo, um LED
de alimentagao, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu
médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos cor-
respondem de forma correta.

Intrusdo do Chassi e Cabegote

SPEAKER Conecte a instrusao do chassi
DUMMY
de Autofalante DUMN|IY | e autofalante do chassi a este
+5V
(SPK_CI1 de 7 pinos) Rle)e)fe] cabecote.
(ver p.1,N.° 12) 1
I
SIGNAL |
GND
DUMMY




Estes seis conectores SATA3

Conectores série ATA3 N o,
(SATA3_0: g u m Fq_:) suportam cabos de dados
ver p.1, N.° 14) 5, % SATA para dispositivos de
(SATA3_1: < = ©, armazenamento interno com
ver p.1, N.° 15) g u m g uma taxa de transferéncia de
(SATA3_2: % =] =] g) dados de até 6,0 Gb/s.
ver p.1, N.° 8)
(SATA3_3:
ver p.1, N.°9) SATA3_1 SATA3_0
(SATA3_4:
ver p.1, N.° 11)
(SATA3_5:
ver p.1, N.° 10)
Plataformas USB 2.0 USB PWR Hé um cabegote nesta placa-

_4 de 9 pinos i mae. Cada suporte .
(USB3_4 de 9 pinos) A de. Cada suporte USB 2.0
(ver p.1,N.217) pode ter duas portas.
(USB5_6 de 9 pinos) ;
(ver p.1,N.° 16)
Plataforma USB 3.2 Gen1 o e . Haum cabegote nesta placa-
(USB3_5_6 de 19 pinos) o ph_seme iiArFesSe mde. Este suporte USB 3.2
(ver p.1,N.27) g marese Genl pode suportar duas

wmseidigrae  portas
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Suporte de audio do painel O GENCE# Este suporte destina-se a
MIC_RET - . .

frontal ouT Rer conexao dos dispositivos

(HD_AUDIOL1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.°23)

|
I IO [¢)
| el [el[e][e]e]
[ Tour2.t
J_SENSE
ouTa_R

MIC2_R
MIc2_L

de dudio no painel de

audio frontal.
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1. O Audio de alta defini¢do suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi
Q deverd suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugoes no nosso
manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.
2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de
acordo com os passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte o Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé néo precisa
ligd-los ao painel de dudio AC’97.
E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle

Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.

Chassis / Conectores da ; oND Esta placa mae fornece trés
ventoinha de bomba de dgua  ? FAN_VOLTAGE conectores do chassi de
8 3 FAN_SPEED
(CHA_FAN1/WP de 4 pinos) 4 ran_spee_controL  refrigeragdo a dgua de 4 pinos.
(ver p.1, N.0 24) Se vocé pretende conectar um
4321 ventilador de refrigeragdo a
(CHA_FAN2/WP de 4 pinos) agua de chassis de 3 pinos, por
(ver p.1, N.° 18) FAN_SPEED_CONTROL favor, conecte-o ao Pino 1-3.
. CHA_FAN_SPEED

(CHA_FAN3/WP de 4 pinos) FAN_VOLTAGE

(ver p.1,N.° 19) e

Conector da Ventoinha da Esta placa mae inclui um

CPU FAN_VOLTAGE GNF:N'SP:;PEED*CONTROLconector de ventilador da CPU

(CPU_FANI1 de 4 pinos) (Ventilador silencioso) de 4

(ver p.1,N.22) — 5 pinos. Se vocé pretende conec-
tar um ventilador da CPU de 3
pinos, por favor, conecte-0 ao
Pino 1-3.

Conector da ventoinha de Esta placa mée inclui um conec-

bomba de dgua/CPU tor de ventilador da CPU de

(CPU_FAN2/WP de 4 pinos) refrigeracdo a dgua de 4 pinos.

p FAN_SPEED g N (; g p
(ver p.1,N.°5) FAN_VOLTAGE Se vocé pretende conectar um

GND FAN_SPEED_CONTROL
ventilador de refrigeragdo a dgua

— da CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.
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Conector de alimenta¢io
ATX

(ATXPWRI1 de 24 pinos)
(ver p.1,N.26)

Esta placa-mée inclui um
conector de alimentagiao ATX
de 24 pinos. Para utilizar uma
fonte de alimentagdo ATX de

20 pinos, introduza-a no Pino

1 e Pino 13.
Conector de alimentagdo de 8 _ n 5 Esta placa-mée inclui um
12V ATX %%%% conector de alimentagdo de
(ATX12V1 de 8 pinos) ; 1 12V ATX de 8 pinos. Para uti-
(ver p.1,N.0 1) lizar uma fonte de alimenta¢do

ATX de 4 pinos, introduza-a

no Pino 1 e Pino 5.

Suporte da porta serial DDTRH# Este suporte COM1 recebe
(COML1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.2 22)

um modulo da porta serial.

TTXDA
DDCD#1
Suporte TPM - Zowox Este conector suporta um sistema
ow g.2230
TPMSI de 17 pinos g7 SFS9EQ com Modulo de Plataforma Con-
P

(ver p.1,N.2 20) 1 fidvel (TPM), que pode armazenar
com seguranga chaves, certifica-

o ® ® o - o Zz Zz O g e
5253 g2:23¢ dos digitais, senhas e dados. Um
= ] I
i =3 sistema TPM também ajuda a
o S
ez melhorar a seguranca de rede, a
H

proteger identidades digitais e a
garantir a integridade da plata-

forma.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej ASRock B365M Pro4-F, niezawodne;j

plyty gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock,
rygorystyczng kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng
konstrukeje, spelniajaca zobowiazanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o
wysokiej jakosci i wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogq zostac zaktualizowane,

Q zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypadku jak-
ichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie
internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wy jest pomoc techniczna
w odniesieniu do tej plyty glownej, nalezy odwiedzi¢ strong internetowg w celu uzyskania
specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna
takze pobrac liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

¢ Plyta gléwna ASRock B365M Pro4-F (Wspétczynnik ksztaltu Micro ATX)
o Skrécona instrukcja instalacji ASRock B365M Pro4-F

¢ Pomocnicza ptyta CD ASRock B365M Pro4-F

o 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

* 1xéruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

¢ 1x ostona panelu Wejécia/Wyjscia
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1.2 Specyfikacje

Platforma e Wspolczynnik ksztattu Micro ATX

¢ Konstrukcja kondensatorami statymi

CPU e Obstuga 819 generacji procesoréw Intel® Core™
(Socket 1151)
e Obstuga CPU do 95W
* Digi Power design
e Sekcja zasilania 8 Power Phase Design
¢ Obstuga technologii Intel® Turbo Boost 2.0

Chipset ¢ Intel® B365

Pamiec * Technologia pamieci Dual Channel DDR4

* 4x gniazda DDR4 DIMM

* Obstuga pamieci DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, pamiec¢
niebuforowana

¢ Obstuga moduléw pamieci ECC UDIMM (dzialanie w
trybie non-ECC)

e Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 64GB

¢ Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

e 15 pozlacane styki w gniazdach DIMM

Gniazdo rozsz- e 2 x gniazda PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE3:
erzenia pojedyncze w x16 (PCIE1); podwdjne w x16 (PCIE1) / x4
(PCIE3))

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
¢ 1x gniazdo PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)
o Obstuga AMD Quad CrossFireX™ i CrossFireX"

Grafika * Wbudowana grafika Intel® UHD i wyjscia VGA s
obstugiwane wylacznie z procesorami, ktére majg
zintegrowane GPU.

¢ Obstuga wbudowanej grafiki Intel® UHD: Intel® Quick Sync
Video z AVC, MVC (S3D) i MPEG-2 Full HW Encodel,
Intel® InTru"™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel®
Insider™, grafika Intel* UHD

e DirectX 12
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Audio

LAN

Tylny panel
Wejscia/Wyjscia

Kodowanie/dekodowanie HWA: AVC/H.264, HEVC/
H.265 8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-
bit (tylko dekodowanie), MPEG2, MJPEG, VC-1 (tylko
dekodowanie)

Opcje trzech wyjé¢ graficznych: D-Sub, DVI-D i HDMI
Obstuga trzech monitoréw

Obstuga HDMI 1.4 z maks. rozdzielczoécig do 4K x 2K
(4096x2160) przy 30Hz

Obstuga DVI-D z maks. rozdzielczoscig do 1920x1200
przy 60Hz

Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczoécig do 1920x1200 przy
60Hz

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI 1.4 (Wymagany
monitor zgodny z HDMI)

Obstuga HDCP 2.2 z portami DVI-D i HDMI 1.4

Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portem
HDMI 1.4

Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem tresci (Kodek audio
Realtek ALC892)

* Aby skonfigurowa¢ dzwiek 7.1 CH HD wymagane jest uzycie

modutu panelu czotowego HD i wlaczenie funkcji dzwigku

wielokanalowego za posrednictwem sterownika audio.

Obstuga audio Blu-ray Premium
Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami
Nasadki audio ELNA

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel” 1219V

Obstuga Wake-On-LAN

Obsluga zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferyc-
znymi/ESD

Obsluga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

1 x port myszy/klawiatury PS/2

1 x port D-Sub

1 x port DVI-D

1 x port HDMI

2 x porty USB 2.0

1 x port USB 3.2 Genl typu C (obstuguje zabezpieczenia
ESD)

4 x porty USB 3.2 Genl (Obstuga zabezpieczenia ESD)



Przechowywanie

Ziacze

e 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED
SPEED)

¢ Gniazda audio HD: Wejécie liniowe / Glosnik przedni /
Mikrofon

e 6x zfacza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga (RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17),
NCQ, AHCI i Hot Plug

e 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obsluga Key M typu
2242/2260/2280 modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32
Gb/s)*

* Obstuga technologii Intel® Optane™
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
* Obstuga ASRock U.2 Kit

e 1x zlacze gtéwkowe portu COM
e 1x zlacze gtéwkowe TPM
¢ 1 x zlacze gtowkowe naruszenia obudowy i glo$nika
¢ 1x ziacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Zlacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksy-
malnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
* 1 xzlgcze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* Zkcze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentyla-
tor ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania
wentylatora 2A (24W).
* 3 xzlgcza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* Zkcze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje
wentylator ukladu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania
wentylatora 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP i CHA_
FAN3/WP moze automatycznie wykrywac, jesli uzywany jest
wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
e 1x 24 pinowe zlacze zasilania ATX
¢ 1x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V
¢ 1x zfacze audio na panelu przednim
o 2 x zlacza gtéwkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)
e 1x porty gltéwkowe USB 3.2 Gen1 (obstuga 2 portéw USB
3.2 Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)
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Funkcja BIOS

Monitor sprzetu

System opera-
cyjny
Certyfikaty

* Dla uzyskania szczegélowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg: http://www.asrock.com

Obsluga starszych wersji BIOS AMI UEFI z
wielojezycznym GUI

Zgodno$¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

Obstuga SMBIOS 2.7

Wiele regulacji napigcia CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCSA,
VCCST

Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci
obrotowej wentylatora obudowy przez temperature CPU):
CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy
wodnej

Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU,
CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY

Monitorowanie napiecia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST

Microsoft® Windows® 10 64-bitowy

FCC, CE
Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z
gotowoscig obstugi ErP/EuP)

regulacjq ustawieti w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem

f Nalezy pamigtal, Ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wigcznie z

narzedzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnosé

systemu lub nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzeri systemu. Powinno

to zostac zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia

spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest

“Otwarta’”.

" W

Short Open

Zworka usuwania danych

z pamieci CMOS
(CLRMOS1)
(sprawdz s.1, Nr 21)

2-pinowa zworka

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamigci CMOS. Aby usunac i
zresetowal parametry systemu do ustawienn domyslnych, wytacz komputer i odtacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do
zwarcia pindow CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamieci
CMOS zaraz po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usuniecie danych
z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania
danych z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go.
Nalezy pamieta¢, ze hasto, data, czas i domy$lny profil uzytkownika zostang usuniete
tylko po wyjeciu baterii CMOS. Nalezy pamieta¢, aby po usunieciu danych z pamieci
CMOS, usung¢ nasadke zworki.

opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungc zapis poprzedniego stanu narusze-

Q Po usunigciu danych z pamigci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj
nia obudowy.
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1.4 Wbudowane zfacza gtéwkowe i inne ztacza

Wbudowane ztgcza gléwkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé
zworek nad tymi zlgczami gléwkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami
glowkowymi i ztgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty gléwnej.

ZYacze gtowkowe na pan- PLED+ Podlgcz do tego ztacza
elu systemu
(9-pinowe PANELI)

gléwkowego przetacznik

zasilania, przelacznik resetowania

(sprawdz s.1, Nr 13) ! i wskaznik stanu systemu na
obudowie, zgodnie z pokazanym
HDLED-
HDLED+ ponizej przydzialem pinéw. Przed

podlaczeniem kabli nalezy zapisa¢

pozycje pinéw plus i minus.

PWRBIN (Przelgcznik zasilania):
Q Podlgcz do przelgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowa¢ sposéb

wylgczania systemu z uzyciem przelgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):
Podlgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przelgcznik

resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komputer zawiesi sig i nie wykona
normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dzialania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sie w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera przede
wszystkim przelgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diode LED zasilania, diode LED
aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podigczeniu modutu panelu przedniego obudowy
do tego zlgcza glowkowego upewnij sig, ze jest prawidlowo dopasowany przydziat przewodéw i
przydziat pinow.

Zacze gtowkowe D?JPME,\;\:: P Podlacz to tego zlacza
naruszenia obudowy i ?;JVM"i‘Y gléwkowego naruszenie obu-
glosnika : O dowy i glosnik obudowy.
(7-pinowe SPK_CI1) 1 ? 0][)
(sprawdz s.1, Nr 12) SIGNA(IB_NL

DUMMY
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ZYacza Serial ATA3
(SATA3_0:
sprawdz s.1, Nr 14)
(SATA3_1:
sprawdz s.1, Nr 15)
(SATA3_2:
sprawdz s.1, Nr 8)
(SATA3_3:
sprawdz s.1, Nr 9)
(SATA3_4:
sprawdz s.1, Nr 11)
(SATA3_5:
sprawdz s.1, Nr 10)

SATA3_1 SATA3_0

SATA3_4 SATA3_2

SATA3_5 SATA3_3

Te sze$¢ ztaczy SATA3 obstuguje
kable danych SATA dla
zewnetrznych urzadzen pamieci
z szybko$cig transferu danych do
6,0 Gb/s.

Ztacza gtowkowe USB 2.0
(9-pinowe USB3_4)
(sprawdz s.1, Nr 17)
(9-pinowe USB5_6)
(sprawdz s.1, Nr 16)

USB_PWR
-

Na tej plycie gtéwnej znajduje
sie jedno zlgcze gtowkowe.
Ztacze gtowkowe USB 2.0

moze obstugiwa¢ dwa porty.

ZYacza gtowkowe USB 3.2
Genl

(19-pinowe USB3_5_6)
(sprawdz s.1, Nr 7)

Vbus

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

GND

GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

Na tej plycie gtéwnej znajduje
sie jedno ztacze gléwkowe.
To ztacze gléwkowe USB 3.2

Genl moze obstugiwa¢ dwa

porty.

Ztacze gtowkowe audio
panelu przedniego
(9-pinowe HD_AUDIO1)
(sprawdz s.1, Nr 23)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

‘ | OUT_RET

|O| |o
100@(\)0

loura_L

J_SENSE
our2_R
MIC2_R
mic2_L

To ztacze glowkowe stuzy
do podlaczania urzadzen
audio do przedniego

panelu audio.
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S

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidlowo
przewdd panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy
wykonaé instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowaé w zlgczu glowkowym audio
panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich

podlgczaé dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek

Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

Z}acza [wentylatora

pompy wodnej obudowy
(4-pinowe ) o
CHA_FAN1/WP) 2 FAN_VOLTAGE

e 3 FAN_SPEED
(sprawdz s.1, Nr 24) 4 FAN_SPEED_CONTROL

(4-pinowe
CHA_FAN2/WP)
(sprawdz s.1, Nr 18)

. CHA_FAN_SPEED
(4-pinowe FAN_VOLTAGE
CHA_FAN3/WP) GND
(sprawdz s.1, Nr 19)

4321

FAN_SPEED_CONTROL

Ta plyta gtéwna udostepnia
trzy 4-pinowe zlacza obudowy
wentylatora chlodzenia
wodnego. Jedli planowane

jest podlaczenie 3-pinowego
wentylatora chlodzenia
wodnego obudowy, nalezy je
podtaczy¢ do pindw 1-3.

ZYacze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FANI1) FAN SPEED
(sprawdz s.1, Nr 2) FAN-VOLTAGE GnD | |FAN_SPEED_CONTROL

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie

B 3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podigczy¢ do pindéw
1-3.
Z}acze wentylatora pompy Ta plyta gtéwna udostepnia
wodnej /CPU FAN SPEED 4-pinowe ztacze obudowy
(4-pinowe CPU_FAN2/ FANVOLTAGE - o] |FAN_SPEED_cONTROL wentylatora chlodzenia wod-

WP)
(sprawdz s.1, Nr 5)

1.2 3 4

nego CPU. Jesli planowane

jest podiaczenie 3-pinowego
wentylatora chlodzenia wodnego
CPU, nalezy je podiaczy¢ do

pinéw 1-3.
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ZYacze zasilania ATX Ta plyta gtéwna udostepnia
(24-pinowe ATXPWRI)

(sprawdz s.1, Nr 6)

24-pinowe ztgcze zasi-

lania ATX. W celu uzycia
20-pinowego zasilacza ATX,
nalezy podlaczy¢ je wzdluz

pinu 11i pinu 13.

ZYacze zasilania ATX 12V 8 _ n 5 Ta plyta gtéwna udostepnia
(8-pinowe ATX12V1) % % % % 8-pinowe zlgcze zasilania ATX
(sprawdz s.1, Nr 1) ; 1 12 V. W celu uzycia 4-pinowe-

go zasilacza ATX, nalezy
podtaczy¢ je wzdtuz pinu 1 i

pinu 5.

Zlacze gtéwkowe portu AN To zlacze gléowkowe COM1
szeregowego
(9-pinowe COM1)
(sprawdz s.1, Nr 22)

obstuguje modut portu

szeregowego.

TTXD1
DDCD#1

ZYacze gtowkowe TPM 02 o g Lz To zlacze obstuguje system Trust-

(17-pinowe TPMS1) 67 23PEF ed Platform Module (TPM), ktéry

(sprawdz s.1, Nr 20) % ' moze bezpiecznie przechowywa¢
klucze, certyfikaty cyfrowe, hasta

i dane. System TPM pomaga

SERIRQ #
S_PWRDWN #
LAD1

anNo

SMB_CLK_MAIN

takze w zwigkszeniu zabezpiec-

SMB_DATA_MAIN

zenia sieci, ochronie cyfrowych
danych osobowych i zapewnieniu

integralnosci platformy.
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DVI-D ¥ HDMI 1.4 FEE ©
&)

43 HDCP 22 A ¥

]
HDMI 1.4 ¥ EE 0|83+ 4K Ultra HD(UHD) A 4§ %] €1

71CHHD 2] &
ALC892 2] e 549])

7.1 CHHD 2.t] &5 74 5ledwd
S ARt o er e e S

ok ghct.

Z2|n] 4] Blu-ray U] 2 A4
Au] 55 29
ELNA 2t] e 7

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel® 1219V
Wake-On-LAN %] 1

Wl /ESD B35 A

A3 o]t 802.3az 2]
PXE 2| ¥

PS/2 M}~/ J|HE X E ] 7Y
D-Sub ZE 1 7

DVI-D ¥ E 1 7}

HDMI ¥ E 1 7l

USB 2.0 £ E 2 7l

USB 3.2 Genl B}l C ZE 1 7} (ESD 2.3 X %1 )
USB 3.2 Genl 2£E 4 7}] (ESD .5 21 )

Fel = B3 E o]8-3F 29l (Realtek
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« LED A2 RJ-45 LAN ¥ E 1 7 (ACT/LINK LED ¥ SPEED
LED)
« HD 2t] e A .2kl 1/ Axd A9 A /vlo] =

K& ZHR| + SATA3 6.0 Gb/s 7191 ¥] 6 7| 7} RAID (RAID 0, RAID 1, RAID
5, RAID 10, Intel #l-2 # % 7] % 17), NCQ, AHCI 2 3t =2
129
« UltraM.2 27 (M2_1) 1 7, Gen3 7} 2] M 7] €}4]

2242/2260/2280 M.2 PCI Express =5 4 7| 2] (32 Gb/s)*

* Intel® Optane™ 7] & 2] 4

*NVMe SSD & -8 U] 232 ALE- 71531 =5 2

* ASRock U2 7] E A ¢

{4l H « COM ZE 3t] 17
o TPM 3t] 1 7}
o Al A 9] 2 23 F T 1)
« CPU AVE (43 )1 A4
*CPU 3 A= 9l Azdo] Hrf 1A(12W) &1 CPU #-2- 2] $)
81—L]1;]_
o CPU/E FZ i AdE (43) 1l (A~vE ) S5 Ao])
*CPU/ €] 3 = - s A2 o] 2 of 2A4(24W) &1 4] &
2 & 2 gt
o A/ SIE HZ W A 4) 3 (2vE S S5 A

01 )

*AAL 9T F = e ) B o] H o 2A24W) &1 A =
31 i _'3_>_ ]9]6‘1—1/]1;]_
*3 3 w4 7 Wol Al 54l 79, CPU_FAN2/WP, CHA_
FAN1/WP, CHA_FAN2/WP Z} CHA_FAN3/WP 7} 2}%5- 2 & 7}
21& 4 ol et
o 24 ATX A AYE 14
o 83 12V AL AYE 17
o HH A 2] AE 1
« USB2.0 3 270 (USB2.0 FE 4 7] 2] ) (ESD & 2] )
« USB3.2Genl 3|t 1 7| (USB 3.2 Genl £E 2 7| 2|1 ) (ESD

B 28]
BIOS 7|5 o Th=ro] GUI | $1-& | -3-3}+= AMI UEFI 4§13 BIOS
« ACPI6.0 55 $lo]=L o] oWl E

« SMBIOS 2.7 A 9
« CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCSA, VCCST A &} v}5- =4
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5 =L [0}
=1l =]

re
ol

pAE A E

A

N

n]o l‘J d

= 72 : CPU, CPU/ HE] H=Z , A / 91 H

N e} E : CPU, CPU/ 8] sH= A1 A / 91E]

25 W (CPU %o o8 AjA] 3l &= 25 24 ).
CPU, CPU/ ¥ s =, A1 A/ $1E] = 9

o M o}F S Alo]CPU, CPU/ HE H= , A/ $ 8 H=

2o o

el
o Aol @ 4

i=4
o ASF ZUE Y : 412V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, PCH
1.0V, VCCSA, VCCST

Microsoft® Windows® 10 64- H] &

« FCC,CE
ErP/EuP A} 715 (ErP/EuP AH8- 715 AL 334> 22)

% wof] tf sl A= G A} Y Apo] EE 4] A 2 hitp://www.asrock.com

g 2 5} A v} Untied Overclocking Technology & 2
enF2 57—‘5 AHg-3hs AS E5 8= L F 2 o3
AL . e F2Z S A|2H kg A ol °§5}% 7’4’ ”27
o 3]
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" W

Short Open

Clear CMOS ¥

(CLRMOS1) 23t 3]
@13fe17], 11 5 ) o

i T

CLRMOSI & A}-&-3}e] CMOS o] #] A=l o

I8 & 218 7 A Fuch. A~ 3
e 5 2] ¢ 7 7] B dH o7 27)3}sle

T A=A ol A Wi A Al 215 2 F ek v okl F A 9] 7 & AR8-3Fe] CLRMOS! °l

WS 5% 5 FHAIIA A2 Lol BIOS (vl 0] E 2 F-of = CMOS &

AS1A] HA1 A S BIOS S Hlo] £ SRR 4 F OMOS & A fok & A5, 4

A2l g R Fojol .2 ofullo] EE FR T b CMOS A 7] 2l 3l

01”% vk, CMOs M E 2] & A AT Aol it ok, o, A 3E, AFE-2E 7] =
stedo] A A YTk CMOS & Al F- 9= A HH -8 A A A L.

CMOS & 2]& %7 Alo] = d7lo] 2 F +% 9l &1t
Q BIOS 41 “ Clear Status( Y&l *]-9-7] )7 & & 3}e] o]z ] A 4] 2] 4] Aefof o

W IFE A 5440

L.
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4 225060 % HYH
S T #]fﬂﬁ%ﬂ VBl H 77 ofdu]rh. H o & &R & S r] el A e of X3
A 2] mp4] A 2 ] A& 2HE ool AE o Hpw nle{REs} JFH o2 &
A=),
Al~g) s #y o] A 2915, 2] A &~
(9 ¥ PANEL1) N2, A8 A EA S
(1512, 131 &5 =) olef| o] 31 g}l ujz} o] &
ol AZ gl Aol &
A7ss) Aol 5 A&
F0E 12T
PWRBTN( & AP|X] ):
A 2] e s o] H el 292 of] Aol HY 29 HEF o] &5l A AHES 2=
WS P = ol
RESET( 2|4l 22| %] ):
A A 3 d o] 2] Al 9] 2] of] AF gl FAFFE 7F H X5l H A A A==
T} Z A 2] 2912 E =] el S A A ).
PLED( A|A 8 &l LED):
A A] ] g o] AU Ael FA] 5ol Al A| AHo] ZHESL 7 9lS nf=
LED 7} A g}l Al 5] $1/S3 t 7] el 3l wi+= LED 7} A< 723kl v]

Alxwlo] S4 v 7] AFef rE= A ¢

ct.
.

HDLED( §l= E2}0|E2 E2} LED):

1 73] (S5) 4FEl of] 9l afj+= LED 7} A 2] <]

AA] J‘HL“I }E 2fo] B F2LLED of 2 c}. sh= =efo] Bl o] ]
Z o7} 223 Y& o LED 7} AA &1k,

A g T 2Pl A A E 2 ol 5 ? ol dd s d mES T2 1Y <93
2] 4l 9] 3], ZJ ¢l LED, 3t.= EE}OIE 53 LED, =97 52 2 4 5] o] 9l 57T}
A A d mES o] dr]o dEE wflﬁ%ow gty 7 ghelo] 4 gs] o 3]s]
=2 gl %

Al el 1l A5 3T SPEAKER
AA A 29 A A SPEA
(7 3 SPK_CI1) DSUVMI\iIY |
(12]0] 2], 11 g 3hx) :

1
A
SIGNAL
GND
DUMMY

AA F )2 A4 2 A E
SEEEEEESRES
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A2 ATA3 7] 9]
(SATA3_0:

1fo]2], 14 W] &5 =)
(SATA3_I:

1fo]=], 15 W &5 =)

o, o] 5 6 7] SATA3 AW E =
I I ) 6.0Gb/sHIOJH] A &=

A 3= W5 A A A=) 8-
(SATA3_2:

[}
mSATAtﬂ Je] Alo] &2 24 g
<L]T:}.
7]
190]2] 8 5 =)

(SATA3_3:
190]2],9 &= 2% ) SATA3_1 SATA3 0
(SATA3_4:

101, 114 38 3z)

(SATA3_5:

19012, 109 &5 =)

SATA3_4 SATA3_2

USB 2.0 31 USB_PWR o] mit] K. of| = 3}1te] 8
(9 = USB3_4) R 7} 9l ). o] USB 2.0
(13o12], 171 &5 32 e 2E FAE AL
(9 7 USB5_6) , T alssrt.
(15017, 161 &5 =)
USB 3.2 Gent 4] o R . ©) PP E 02 B 3
(19 71 USB3_5_6) i ssre OO naes s T 7} glsF itk o] USB 3.2
(oA, 7R A5 F2) L G e s Genl AT = EE 270 A
e, WS A
a5 Ol vy
Aw g S8 3T OND e ences o] F )= Sr] S AAE
(9 % HD_AUDIO1) ‘M‘”iim e AW 2T el A4
(13017, 231 5 =) ONE sl ol Ao
1QQ|Q|O Q
[ Tour2.t
J_SENSE
ouT2_ R
MIC2_R
MIC2_L

103



1 28d erlet A A& AU Lul2A FFehelH 44 A sfo
o] 7 HDA & 2] sk Rk, Al = A4 Aol b} ol 2] 3& npe}
A& A5 A S

R

2 AC’ 972r]2 I de *}d%;‘%i oo} 2 H 3l ule} M Ad or] e
&) ] of] d=]3]4) 2]
A. Mic_IN (MIC) & MIC2_L o] <1 B;. vk,

B. Audio_R (RIN) & OUT2_R °j] 41
=

C. 3] (GND) & % =] (GND) | 05775 gl

D. MIC_RET % OUT_RET + HD 2.U] £ 7 d of vk A}-§-
Hdgoz ddg Pt %iv*LlE%

E. A vfo] 25 24 3151 2] H Realtek #] o1 o] 4] “ FrontMic” B2 2 7}4]

“ Recording Volume( =5 =25 ) 2],

23} Audio_L (LIN) < OUT2_L °f <14 3]

ol AC’ 97 2T] 2

AR S A ono o] mh BE ol 40 52
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(4 71 CHA_FAN1/WP)

(1f012], 24 W 35 F=

7 CHA_FAN2/WP)

A=)

e,

CHA_FAN3/WP)

A

(4
(1
(4
(1

o] 2], 18" &= 3h=

o124, 194 35 3=

FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

NS

4321

)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
) FAN_VOLTAGE
GND

AL A A A 3 A7) 5
A=l o o). 339 CPU
A A e W 14
slelE A 130 AF
Al Al 2

CPU i A H
(4 31 CPU_FAN1)
(1 o] A] 2 W &5 =z

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND FAN_SPEED_CONTROL

)

12 3 4

o] nfr B == 4 3 CPU ¥
(A 2g ) AdE 7} A

oy olgsrie} .33 cpu A
< Ads e A4 21300
A4 A 2

CPU/ $1¥] P = 3} 79 H
(4 = CPU_FAN2/WP) ran_voLtAce o
(1 o)1=],5 W 38 =2

FAN_SPEED

)

1.2 3 4

FAN_SPEED_CONTROL

o] Ul’ﬂ—?—‘: oﬂV_41] LIOJN
CPU s A7} A 5o )
+ut}. 33 cpU 4] F
W& dAste = A2 1-3
ol A3} A2
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ATX A9 A
(24 7 ATXPWR1)
(13012, 6 5 =)

o] mpt] .= ol =24 7 ATX
A<l A e 7L ') =] o] o)
FUTE. 20 I ATX HAF
= S T R
213 5 upet A4 A

fo ® oy o

ATX 12V A4 79 ¢ 8 s o] Mt B = of &= 8 T ATX
(8 7 ATX12V1) [ 12v A S 79 E] 7} s =] o
astol gz e LU gy saarxaaz

A% Abgeteld A1
S uje} A dsA] A S

2
5

e u:lJ

Al £ E & o] COM1 3t &= Alg]ld =

(9 21 coM1) Engs A3,
(o)A, 223 &5 =)
1
TTXD1
DDCD#1
TPM 3t o2 2 nz23  ClAYHEI, HAR AT
(17-"dTPMSI) °% SRSRER A, qtE ) dolEE A}

(150017, 20 G2 32) % A W3 4 23 TPM(Trusted
Platform Module) A] 2~ 812 2] <]

Q ® *®¥ 0 - o Z Z 0
§2583<::25 . TPMA=ESHES
= o ]
TP EE angggsea, oARa
g
’ £F Ao nsoy TAE FALS

FA F
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1 1ZC&IC

ASRock B365M Pro4-F X' —R—REBEHW BT EEZEHOHEHTIWVET,
ASRock DB IE— B Uit i S O R eLbEE N TR E T ENml
EMAMEZHE Z DD NI T A — < VAR L FE T,

IVDANEE TR UICEETZCENDHDET, CON=2 7 )VDNKICEE >
TEREICIE, RS NTeN—23 248, TH57%< ASRock DU 7HYA MO BAFTE
BEINCHEDET, SOV —R—FICBIT 3 11975 N — R D Bt 44
CHEHDETINC DO T DRI #RZ, it t DDz 7+ R THHELIEE U ASRock
DL THA FTIE IRFTD VGA 71— RBELT CPU Y iR—F—E & TEICHNET,
ASRock V.. 7% I http://www.asrock.com.

Q VP —IR—RDfL& BIOS V7 MU TIFEH SN B LD BT280, COY=27

1.1 I\ Ir—YDORB

« ASRock B365M Pro4-F X H'—HR—R (XA ATX T+ —LT77%—)
« ASRock B365M Pro4-F 717 AV Ar—)VHA R

« ASRock B365M Pro4-F Y "R—h CD

o 2x VU7V ATA(SATA) 7 — R —T )V (X T a>)

o 1xM2 Vv hHRL K7 vay)

o 1x1/0 783V —)UR

d—P—=a7 )b
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1.2 {18

TSYvbTA— o RATBAIX TH—LT 78—

b o [Efka yﬁ_‘yﬂj-ggg+

CPU o 5 8 AL 9 X Intel® Core™ T 01t H—Ic S (4
wh 1151)

o XK 95W X TD CPU ITH i

o TURVERRET

o 8T — A%

o Intel° X—RT—Zk 2.0 77/ 0 —7R—hk

FyvTEvh « Intel® B365
AEY « 727 )VF ¥ >3 )L DDR4 AEVHERE

« 4xDDR4 DIMM A |
« DDR4 2666/2400/2133 /> ECC. 7’27\ 77— R AEVIC

s
« ECC UDIMM AEVEY 12— )UK (non-ECC E—RT
FE)

o VATLATYDRKAR: 64GB
o Intel® TZAR)—=LAE) T T 77 A )V (XMP)2.0 IS Xt
« DIMM AEw NZ 15 p d—)V RV R 7 e ERH

HERAOY b « 2x PCI Express 3.0 x16 A I (PCIE1/PCIE3:x16 (PCIE1)
T2V, x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3) TT 27 )V)
BT ¢ X272 LT NVMe SSD IS5l
« 1xPCI Express 3.0 x]1 AH | (Flexible PCle)
e« AMD Quad CrossFireX™ & CrossFireX"™ %4 R—h

IS5T4yHIR  « Intel® UHD 75700 7 ANKE V27 )VEBEX U VGA Hih
. GPU A SNty —DHTHR—rENhE T,
o Intel’ UHD 7574w I ANE Va7 )72t R —hk: AVC,
MVC (S3D) 3K U MPEG-2 Full HW Encodel H¥3E i &7z
Intel® 717+ 27T Intel® InTru™ 3D, Intel* 71V 7
—+E5°4 HD 77./10Y— Intel® Insider™, Intel° UHD %=
T4V IR
o DirectX 12
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F—T17#

LAN

U7 1NV 110

HWA T J—R /73—R : AVC/H.264, HEVC/H.265 8- £
w M HEVC/H.265 10- €~ b, VP8, VP9 8- € I VP9 10- £
Wk (FI—RDFH ), MPEG2,MJPEG,VC-1 (7 I—RDH )
3DDT 5T 4w AT IAT 52 D-Sub, DVI-D, HDMI
3HDEZA—ITH G

HDMI 1.4 (b SRS IE 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz
DVI-D I i, SR KM RE 1920x1200 @60Hz

D-Sub ICHRHIS, S ARFREE 1920x1200 @60Hz

HDMI 1.4 R—bCA—=RN) w207 Fy—ThT—
(12bpc) . xvYCC. BE U HBR(FHE Y FL— kA —Fr %)
IZH 6 (HDMI RS =2 — DA ECS)

DVI-D ;R—h& HDMI 1.4 ;R— T HDCP 2.2 I his
HDMI 1.4 ;R— kT 4K Ultra HD (UHD) fEIC S

7.1 CHHD A —T 443> 7>V 717733 /] E(Realtek
ALC892 A—T A a—7v7)

*7.1 CHHD A —7 (A ZRET S72DICIE . HD 7Ha2 kS %
NWDF—T4F T 2— )V L. A —T A RT3\ E58L
TRIVTFF v FIVA—T A A RERE R BN T 20 EDH D F

D

FLIT TN —LA A —F o F - HHE—k
YIRS
ELNA 84— 03 54

F/E v~ LAN 10/100/1000 Mb/s

F77 PHY Intel® 1219V

Wake-On-LAN (V.47 4> F)IHIG

& | EEE AU (ESD) LRAEIC RIS

I HRIVF=FROK A —T v b 802.3az ZZHR—
PXE 7z Y R—h

1xPS2 RUR | F—R—FR—h

1 x D-Sub K—h

1xDVI-D ;R—F

1 x HDMI R—k

2x USB 2.0 R—h

1 x USB 3.2 Genl Type-C R — I (##EE XU (ESD) (R8I
KR

4x USB 3.2 Genl R — b (FE XU (ESD) fREITR )



AbL—Y

AXRIR

« LED i} & 1 x RJ-45 LAN ;R— (ACT/LINK LED & SPEED
LED)

« HDA =T AT Y7 . 544 | 7aY N AE—H—/
<A

o+ 6xSATA3 6.0 Gb/s Z1+7 % RAID(RAID 0,RAID 1,RAID 5,
RAID 10, Intel Z¥ W R« A hL— 577/ — 17) . NCQ.
AHCI BXUKRY M Z T BEREICH G

o 1xUltraM.2 Vv b(M2_1). K Gen3 x4 (32 Gb/s) £T
D M Key X1 7" 2242/2260/2280 M.2 PCI Express €2 —)1
IS *

* Intel® Optane™ 77/ Y —ICHf it
* BT 27 & LT NVMe SSD I3 i
* ASRock U.2 v MTHG

« 1xCOM IR—h\w&—
« 1xTPM \wR—
o  1xIY—VAVMLV=Var A==y X —
e 1xCPU77raAxTZ4EY)
*CPU 77 AT RIEEK 1A (12W) DE 10D CPU 771
FISLET,
¢ 1xCPU/ U —R—KRYTI770aAxr24 V) (Ax—h
77 2RI
* CPU/ UA—R—R2 T T 7 IR 2A (24W) DHI D7+
— R ==L ET,
¢ 3X VY=V | UA—R—RYT T AT R4 EV) (AT
— N7 I ED
Y= | TF—R—IR T T 7 IR 2A 24W) DD
A —R = =TI LET,
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP 53X T}
CHA_FAN3/WP [X 3 ¥V EIZ 4 BV T 7 U MEREN TV
MEID AT TEET,
o 1x24 ¥V ATX BRI %
« 1x8EY 12V EJHIRIH
o Ix AT/ SKIVA—T A aRTHR
¢ 2xUSB 2.0 \vZ—(4 DD USB 2.0 R—MxHs) (R
Ji% e (ESD) LRFEICHTIE)
« 1xUSB3.2Genl \A&—(2 D0 USB 3.2 Genl K—MIHHI&)
(EFEBAUE (BSD) (RIS
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BIOS ##8E « AMI UEFI Legal BIOS, £ 55t GUI Y R— M &
o ACPI6.0 ¥EWLI 2 AT T ARk
« SMBIOS 2.7 " R—h
« CPU,DRAM, PCH 1.0V, VCCSA, VCCST L~V FJi#

N—Foz7 o EEYY Y CPULCPU/ WA —R—RU T, Ty — )
TZA2— T —R—R T T
o T7VRIAA—=R CPU,CPU/ TA—R—KV T Tv—
A —=R—=RT T

o HET 7V (CPUIIREBICIE> Ty vy — 7 73 7 F S
#): CPU, CPU/ T A—R—KRV T v — | U —H2—R
ST

o TV EERIE : CPU,CPU/ WA —Z—KRV T v
— | TF =R T T

o r—ABAHBC

o FEJEHEE 412V, +5V,+3.3V, CPU Vcore, DRAM, PCH 1.0V,

VCCSA,VCCST
(o) o Microsoft®” Windows® 10 64-bit
ot « FCC.CE

« ErP/EuP Ready (ErP/EuP XS EEJRHHREREE DA EETS)

* PELAANC DU T, 2 #t oz 71 b e &8 <72 X0, http//www.asrock.com

A —IN=ow =)V DEHEER GE A —/N—o 2y DI, —EDVR %2 F
NWEFTD TR EX A —IN—0 0w G BESRT AP REEICESTED,
RTLDAYR—=32 NPT INA IR T B & DB DET, T HR DT>
TLIEE W Bt Tld, A== DI L BRIRADENTIF AV D REFTDTT 1
HLTEE U,

f BIOS RFEDFEE, 7> 54 RA—IN—2 0y 0720 /02 —Diigf, P— R/ S—71 D
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1.3 JvVIN—5RE

COATANE, V¥ 8= DRESTHEERLUTOET, Vv /8 —Fr v T HE Y
W ESTVBE Dy /=3 a—h T Vv /8 —Fr v THE NS>
TWIEWGARIZ. Vv 8= A =T T,

" W

Short Open

CMOS 7V 7V /78—

(CLRMOS1) 2N IN—
(p.1.No. 21 Z#)

CLRMOS1 Z{#i>T CMOS NDT—27%E 7V 7 TEET, 7V T LT, 7 74V RakiE
IV AT LISTGA—R—% )y Mg BIcid, AV Ea—2—DFEEEY0, EBEH
SEIFI—RERNTLEZZ 0 15 B TS, Vv S—Fvy TR LT
CLRMOS1 EOY V7% 5 s a— S8 FEJ, 7272 L. BIOS 7w 75—k LizHE
#12.CMOS Z7V) T LN TLIEEW, BIOS %7y 77—k 4. CMOS #2773 %
ENBNE RYNCT AT LT L, D CMOS 7V 7 77> 3>/ =115 Hi
Iy bR UTLEE WV SAT— R, AR B, 21— —DF7 74V b Tm 7 7
A )UIE. CMOS DFEMZED AN LT AIC DI HEENBTEICTHELIEEW,
CMOS #7V)7 UTet4 T Vv 7 8—F 1y T T HO I U TLIZE W,

CMOS 22179 %E, r—XDHHMRAIZ NS LBV E T, LIgTDZ+—2+1
M= R T — X R GRS GBI, BIOS 4772 3> 5 Clear Status (X
T—XRXDEE) | THEELTIZE 0,
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14 AVR—ROAN\YEZ—=¢AXT%

FBR— RN L —E ARG HUG 1 2 S — T BDFE oo CNENY X —E TR
A RINE 4 27 S —F 4y TR DT E VDAY R —BEPIRIRIE v
IN—F oy TEYBE, P —R— RICH B 52 L DB DET,

VAT LISy R — FBIFAA  F i L Ay

(9 ¥~/ PANEL1) FzUty L, RO /E|

(p.1.No. 13 ) DTS T VY —2 DY
AT AT —BRAFRT VT
Oy R =y LE

F =T\ fhid pl &
WK B+ —IickizD

LT,
PWRBTIN GEIFR A F) :
Q S r— SR SR IVDTEIR A FI BT IR A F LT, S/
FLEFINCTBIHERGECEET,
RESET (VB F A1 wF):

S =B NFIV DIty PR Ay FISHRE L TLIEE NV A Ea— X =T =X
U720, i@ D B2 FE1 T TER VG EICE, Uy ATy F 2L T a>a—
K= FEEBILE T,

PLED (X 7Ll LED)

S — i NFRIVDEPRR T— R R A > D —R—IC B LT IEE 0 SR T LB
(B, LED 2554T LE T, S X7 LMY §1/53 RV — T IKRBEDIF AT, LED I3 55i57%
Kl FE T, S RTLH S4 X)) — T IKRESE 7212 FEiA 7 (S5) D& ZIcid, LED (&4 7T,

HDLED ON—RRZ4 772717 LED)
SR N RV DIN=R RS 47 75 71 €71 LED IC#E#t L TLIEE U0 /N —FF
FAT DT =R G HRDE AL FHFE AR, LED (345 DET,

BT SRV T PA N S =3NSk o TRIE B LD B DE T, fijlfi SH/VEZ2—)l
(&, FICEFAA v F Uty N XA F @i LED,/N—F 54772717 LED,
RE—I1—EED SRS NE T, >+ —> DRI NFIVE S 2— ) TDNYE—%
FEE T B NI, BLRDED 4 TE, B2 DFD L THIELSEEL TV BT EZ D

BDTLEE N,

=AY P—VaY i Tr—Y AV M=V
L AP —H— Ay A — DSUVMI\iIY | Y —YAE—H—2TD
(7 ¥/ SPK_CI1) Je)e][¢) A A =R L TLIEE N,
(p.1.No. 12 ) 1

SIGN/{L |

GND
DUMMY
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VTV ATA3 ORI X
(SATA3_0:
p.1.No. 14 ZR)
(SATA3_1:
p.1.No. 15 ZR)
(SATA3_2:
p.1.No. 8 i)
(SATA3_3:
p.1.No. 9 i)
(SATA3_4:
p.1.No. 11 ZR)
(SATA3_5:
p.1.No. 10 &)

SATA3_1 SATA3_0

SATA3_4 SATA3_2

SATA3_5 SATA3_3

TIN5 6 D0 SATA3 IX T X —
1. 2 6.0 Gb/ YD T —Hilig
EHEE THEBARL— 78
A RHD SATA 7—27r—"7 )V
ZHR—hLET,

USB 2.0 W& —
(9 ¥/ USB3_4)
(p.1.No. 17 Z&)
(9 ¥/ USB5_6)
(p.1.No. 16 Z[|)

EZM I

USB_PWR
-

ZORYP—R—FZid1D
DNy A= E T
F9, 20D USB2.0 \yH—
1.2 DDR—FEYR—h
TEXT,

USB 3.2 Genl \w&—
(19 ¥ USB3_5_6)

Vbus
Vbus
IntA_PA_SSRX-

IntA_PA_SSRX+ GND

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

COXYP—R—RIciZ1D
DNy A —HEEfFE T

(p.1.No. 7 ) o SR EY,TO USB 3.2 Genl

sl A—ld2 DOR— MR-

wrsger hTEERT,
A=A AT S IV s e N sENCE# TONYE—F, 7ark
FAy A — ‘M‘CiTgUTiRET F—T AT A—
(9 ¥ HD_AUDIO1) |ol |o TAFTINA AT ki d
(p.1.No. 23 BI) e 2IHOEDTT,
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
MIC2_L
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1L NATA T =2q A =T ANy o> S 2 T R— L TOET D IEL
Q SHFET B 72801l 27— DIV T A Y —5Y HDA e R— R LT 32 ED
RETT, BIEODIZTLZRONMIFZICIE HH D=2 T )VBL O +—

D=2 7 )VDFERICHES TIES U,

2. AC'97 A =T ARG I B FENCId KD R T2 7C, JiE SR A—T o

ANV L—ICROHFTIZE U,
A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L Ic##t L&

B. Audio_R (RIN) % OUT2_R I, Audio_L (LIN) & OUT2_L ICfZfi LE T,

C. 77—X (GND) %7 —X (GND) Ic##i L F T,

D. MIC_RET & OUT_RET (&, HD A —7 1A/ \% V& T, AC'97 F—7 1473

FIVTIECNEZ BRI BREIEHDFEE A

E. 702 RN A 22N 3 IC1d Realtek T2 N T— /L7 5% )L X FrontMic 2 7T,

[ g i | 2R L TTES L,

VY= | UF—E—R
VT Ty AR R

(4 ¥ CHA_FAN1/WP)
(p.1.No. 24 ZIR)

GND

FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

pw N o

4321

(4 ¥ CHA_FAN2/WP)
(p.1.No. 18 )
(4 ¥ CHA_FAN3/WP)
(p.1.No. 19 %)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

ZOXY—HR—RiZ.3DD
4K Y— T 70
IR LE T3 EVD
B e B e
T7 oS AT,
Y13 ISR L TLIZE N,

FAN_SPEED

CPU 77T R
(4 ¥ CPU_FAN1)
(p.1.No. 2 ZH#H)

FAN_VOLTAGE

GND FAN_SPEED_CONTROL

COXNYP—R—FF4”
CPU 77V (#&ET7>)ax
IANEFEINTOET 3 E
>D CPU T 7 mikid %
BAITIF B 1-3 1Tk LT
LIEE,

1.2 3 4
CPU/ U A—R—RVTT
TYART R
(4 ¥ CPU_FAN2/WP)
(p'l‘ No. 5 i}ﬁ?{) FAN_VOLTAGE A Spee
- FAN_SPEED_CONTROL
1.2 3 4

COXYP—R—RiF 4 LK

W CPU 77> A3 vk
fHENTVET 3 EVD CPU
KN T 72 7 i 3 B e
IKiE BV 13 IR LT
AN




ATX BIRIAR TR
(24 ¥/ ATXPWRI1)
(p.1.No. 6 ZH)

CORYP—HR—FiF24a
ATX TR T 2N &
NTVET,20 E2D ATX
EBIFREMEHT T EV 1
EBIEbETHERELTL
7ZE,

ATX 12V BRI X

ZORYP—R—RiF sV

(8 ¥ ATX12V1) %%%% ATX12V BRI KT Z—H
(p.1.No. 1 ZHi8) ; d EHENTOET 4 EVD

ATX BRZMHT 51 €

Y1k sIKEDETHERLT

LEEW,
SUTIVR— Ry R — A T COM1 Ny R =3
(9 ¥ coM1) TIVR—REY 2—)L7H
(p.1.No. 22 ) R—FLET,

1
TTXD1
DDCD#1

TPM N\ & — 0% s.zB%% COAXRTRENT ATV RS
(17 € TPMS1) 67 3232EY SyRTp—LEYVa—IL(TPM)

(p.1.No. 20 Z#)

SERIRQ #
S_PWRDWN #

GND
LAD1

LAD2

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

anNo

VAT LT R—RU 8 T
ZOVREEIHEE )SAT— R, 7 —4&
BERIMRETHENTEE
o TPM VAT L&z 2w b
U=t Fa Tk md, 7Y
VRIS Z L, T Fy b
TA—LDZRMZRALE T,
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L faidr
SRS T 5K AR B B365M Pro4-F M » 172 A AR B — DT 1% T & P At A 7
PEREFISERI M o EIRMLAT & 1R B MR AN A A T RIRS RS i A =B ERE ©

Q HIFEBTHIRE A BIOS BCHETREE T » R » SR 2 T 2 il » 42
FITEA » HIEF SRS EIERY » BRI AR A BRI - Fl]
eI » AT S NATEER L » el ORI
BUE TR BA(E A - (AT LI TS BN VGA 7 CPU S

G| o LEEIAL http://www.asrock.com ©

L1 fdEiEm

o 4EEE B365M Pro4-F 4] (Micro ATX #IFE R ST)
o« £ B365M Prod-F L 703515

o B2 B365M Prod-F T FHEHE

o 2x HIT ATA (SATA) 3Lk (1%E19)

o IxUEZ (ft M2 ARPEEGER )  (GE)

o 1x1/O M
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A o Micro ATX FlF% R~
o TREIRAREIT

CPU o TR 8 fURIE 9 X Intel® Core™ 4LHHRER (FHFE 1151)
o SCEFRRTE 95W ) CPU
« Digi Power design
o 8 HEAHIZIT
« ¥ Intel® Turbo Boost 2.0 1A

A « Intel® B365

NAF « JH5E DDR4 NFRIA
« 4xDDR4 DIMM 18
. 7FF DDR4 2666/2400/2133 JE ECC » FEEMNTE
+ Z§F ECC UDIMM NT##EER (FF ECC #=RE)
o TRRARNTFRARE : 64GB
« ZFF Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
« DIMM T 15 1 Efiftss

I « 2x PCI Express 3.0 x16 ffifl§j (PCIE1/PCIE3: . - x16 (PCIEL)}
W -x16 (PCIEL) / x4 (PCIE3))
* S7FF NVMe SSD ATEEhE:
o 1xPCI Express 3.0 x1 1 (Flexible PCle)
« 374 AMD Quad CrossFireX ™ f{l CrossFireX ™

A « HH GPU SERLAILLFE RS 7 SCFF Intel” UHD Graphics AE
] VGA Hitth
o SZFF Intel” UHD Graphics A E AL : Intel® PR3 [R5 A -
K AVC ~ MVC (S3D) 1 MPEG-2 Full HW Encodel
Intel® InTru™ 3D ~ Intel® Clear Video HD K ~ Intel®
Insider™ ~ Intel> UHD Graphics
o DirectX 12
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o HWA 4@f5 / f#h5 : AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8-bit ~ HEVC/
H.265 10-bit ~ VP8 ~ VP9 8-bit ~ VP9 10-bit ( {XAET ) ~
MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ({Zf#f5 )

o 3 EIPHIHEDT © D-Sub ~ DVI-D fl HDMI

. TRE=ZEETRE

o 7 HDMI 1.4 » AR 4K x 2K (4096x2160) @
30Hz

« FFDVI-D » 60Hz B A #2381 1920x1200

« SZFF D-Sub » 60Hz B B K/ H#AR5K 1920x1200

o JHIT HDMI 1.4 ¥ (FFEFRAM HDMI orar) 3FF
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc), xvYCC fll HBR ( &ifif
SRS EH)

« 3EiT DVI-D 1 HDMI 1.4 3 1574 HDCP 2.2

o JHIT HDMI 1.4 5 I 52FF 4K #5518 (UHD) #51X

A o BEENEFET RN 7.1 CH BB S (Realtek ALC892 &
AR RIS 5 )
* EANE 7.1 CH =g &4 » 75 BH6 F =id i AR A A e ot
FININEHIL e Ig F 2 Sl 8 S ARE
o {LJF Blu-ray HH7F
o HEFEIRRT
« ELNA HHHEA

LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
« Giga PHY Intel® 1219V
o T¥F Wake-On-LAN (*4_Enfifig )
o SCFFEEH /ESD (1A
o ZRFERERLIKM 802.3az
o SCFFPXE

JETRIR 1/0 o 1xPS/2 BT / BEELIG
o 1xD-Sub i
« 1xDVI-D U]
« 1x HDMI 5[]
« 2x USB 2.0 ifi[
« 1xUSB 3.2 Genl C [T ( Z#F ESD (&™)
« 4xUSB 3.2 Genl ¥ ( 37£F ESD ££47)
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17 ik

BIOS Ihfik
5

« 1xRJ-45LAN U5 » 7 LED (ACT/LINK LED #[1 SPEED
LED)
o EEEHETL - SRR /AT g 1 2

« 6xSATA3 6.0 Gb/s ££[1 » SZFF RAID (RAID O > RAID 1 ~
RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel Rapid Storage Technology 17) *
NCQ ~ AHCI FlIF

o 1x8% M2 #H (M2_1) » 3F M Key 287
2242/2260/2280 M.2 PCI Express 2 BUEH: (£ Gen3 x4 °
32 Gb/s) *

* £ Intel® Optane™ Technology
* 3 NVMe $SD FATER 51
* TR U2 B

« 1x COM U142

« 1xTPM #fH

o 1x HUFER AT 25 52

« 1xCPU NGO (4 %)
* CPU RUSHEII ST EF BT 1A (12W) THES[Y CPU AU ©

o 1xCPU/KENGFEED (4%F) CERENGEEES])
* CPU/ IKZE NS R B 2A (24W) THERH K KU

o 3xHUFE /KR NRHET (4%1)  (CFRREXURFETEH))
ARG / KR R SR ) 2A (24W) THERA KI5 XU

* CPU_FAN2/WP ~ CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP I
CHA_FAN3/WP ] LLE SRS 3 $HEIEK 4 1R XS 2 7L R

o 1x24 % ATX HLIFHE

o 1x8%t 12V HIFERHZN

o 1x ARSI

« 2xUSB2.0 2 (37#F 4 1> USB 2.0 B[] » S7£F ESD 1#1)

¢ 1xUSB3.2 Genl £l (%#F2 4> USB 3.2 Genl Uil » 7 FF
ESD {##7)

« AMI UEFI Legal BIOS *» 3#f%1E5 GUI

« ACPI 6.0 FRAMFEE

« FH SMBIOS 2.7

« CPU ~ DRAM ~ PCH 1.0V ~ VCCSA ~ VCCST HL[E% i
®
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DR eE

BIER S

L

HREERN : CPU ~ CPU/ /KZE ~ HUFE 1 /KZE XU
KUFFSETT : CPU ~ CPU/ KR ~ HLFE 1 IKEEXUR

FrE e (IRYE CPU REE B BhA R e KUSEE ) -
CPU ~ CPU/ 7KZE ~ HLFE 1 KRNz

M2 FSEEE PR - CPU ~ CPU/ KEE ~ HLFE 1 KE NG
CASE OPEN (HLFEFTH) faill

FEEWEHE © +12V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore ~ DRAM ~
PCH 1.0V ~ VCCSA ~ VCCST

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC ~ CE
ErP/EuP 7 FF (FFEFF ErP/Eup HYHLIR )

*HFIFFE G R IEVIIEIFA IS ¢ httpy//www.asrock.com

A

TN REEIT AT —E N » A5 % BIOS 1R E » WA “EHIEMBAR” » BHE
B =TTREII LR o BIIATGE & RAER GEHIFEENE » BN RGHIA AR 5
SERAH o BT IXTLL (RN B 8 XS FIZEH o 2ol TN H FAREAImTE AT

T o
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1.3 Bk E

L R AT S BBk - FFBRARIESE R R LB B - BREE “REERT - AIRX
SEERR B R Sk - Bk OTRET -

“ ©

Short Open
&R CMOS Bkek
(CLRMOS1)

ik 4
(MENT > HE14) 2 Btk

CLRMOS1 RIFEERR CMOS FiEHE - ZHEIRFIE & 250 5 52 B

B G RIITENL o NIRRT IRk o FHE 15 BE o (FABERIE R
CLRMOS1 AR EZ 5 7 « (HIZ > 15215 54T BIOS /517 ElNEFR CMOS © 4l
RIBFEEFENITERL BIOS FEHTEIBR CMOS » WASEEEhR 5 » FAERMHG
FHHUTER CMOS #1F < 1R - 2105 ~ HEA ~ B[R FTH P BRAED B S0 RAE
HI'N CMOS HLI S & #iEFR o IHILHETEFRR CMOS fEHL T Bkikend

Q UIRIEE R CMOS » HIAFFTIT A PRLME] o 1EHF BIOS T “Clear Status™  (15#%
RE) B FIRET— IFERARSHIER -
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L4 B A

é WREBRITIEL LI TRBRE: - TERHBRANERE X LB IFIEE ] E - FFBkEIEHRE]

IXLEBEFIEE ] LG AXTERGERK XA -

SO
(9 ¥ PANEL1)
(M1 13 4)

HIRT A EHE M - REAL
FEERTRRITOT O ~ EETTE
FIRGUIRS T AT R 2 1

R - TR LATEIL T
IEfETHE -

PWRBIN (HLIFFFHK)
EBEEINLFERTEINT ERFEIRAF S o F5A] LUBD & [ FH IR AT K % GEH T =

RESET (FEEIFIX) :
EBEIWFERTEN_ERIEEA K o AIRITTEYEN] - TIEMITIER BEFEE) » #£E
BEIFXREHEITEL

PLED (RZHJ5 LED) :
TEBEEHFGRTETNE LRI FEIFASTERAT o 2512 EHE(FRT » It LED SZ#E © RG4TE
S1/83 HEHRARZSAT » Ik LED [AI: o 24040 TE S4 BEHRIRZS KA (S5) Bt » Il LED 48K -

HDLED (fi#i##7%5) LED) :

EBEEI FERTENR_ERIRERRIE ) LED #5757 o WA IETEBEANEC S A K043R » I LED
FEHE ©

HIER & TR G TR B AT 2 o RIENRAEEE £ B AR R ~ BB -
HF LED ~ L&) LED $67AT ~ YR as s o 151 FERTE AR LR G BEE I BEpIT »
TARIES I 3 BC LE A UL -

(ME 1T F124)

WUFER AR g foh’AE;"Y‘ER HIST AR ARV R E &
(7 %t SPK_CI1) f’é’VM“fY EEEEIE S -

1

|
SIGNAL
GND

DUMMY
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ERAT ATA3 201
(SATA3_0:
A1 T
(SATA3_1:
A1 T
(SATA3_2:
WE 1T H8A)
(SATA3_3:

WEL1T > o)
(SATA3_4:

WEL1T 11 1)
(SATA3_5:

WE 1T & 10 1)

F144)

F154)

o~
gl
&

(2]

< B
gl
g

0 = =

SATA3_1 SATA3_0

X757 SATA3 B2 FHife &
6.0 Gb/s EUHR &R EARI N ED
TEHEE 7% 1) SATA HiifEL -

SATA3_5 SATA3_3

USB 2.0 2

(9- %t USB3_4)

(ME 1T FE17 1)
(9 1 USB5_6)

(M 1T 516 1)

USB_PWR
-

BLEM B o It
USB 2.0 2B S 75 i T o

USB 3.2 Gen1 /i
(19 1 USB3_5_6)
(WEL1T-HE7 1)

Vbus

BEA A — A - 1

Vbus IntA_PB_SSRX-

IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+

IntA_PA_D+ Dummy

IntA_PB_SSRX+

USB 3.2 Genl 21 7] I3 FF
PRI e

AT & S92
(9 ¥t HD_AUDIO1)
(ME 1T FE231)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

‘ | OUT_RET

|O| |O
| (o] (el (o] [e] [e]
[ Tourz2 1
J_SENSE
ouT_R

MIC2_R
mic2_L

I AERA T E s
EESEEATE SR ©
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Q 1. BB EASFFHEFLIEN » (EHLAE ERIENOEL LT3 F HDA 7 REIE % LAF © 1%
FRHEEA TR F A FIVLFGF AT B RS
2. WIFREEH ACT 97 EMEINR » 1EHZHELL T B E e i i 5 ATl <

A. ¥ Mic_IN (MIC) ##Z| MIC2_L »

B. {4 Audio_R (RIN) i### OUT2_R » 1§ Audio_L (LIN) 1££%] OUT2_L °

C. 4815 (GND) IEHEI BT (GND) °

D. MIC_RET #{1 OUT_RET HH F i &N o AFEEE N AC™ 97 EHiE
WEEEEA]

E. ZEHRIZ A » 15# %] Realtek FEFIEINR AT “FrontMic” (FiZmRM ) %
I » 1% “Recording Volume” (REE®H) °

HUFE / AR X R ' anp MR EE= A 4 KA
(4 T CHA_FAN1/WP) j@:zﬁ;‘f FERRHET » ARAFTEE
(W17 F2ah) 4 Fan_speeD_controL 52 3 BT KIS XU 0 1B 1S
EIEERIE 1-3 -
(4 ¥ CHA_FAN2/WP) 4321
(W17 F1s 1)
(4 ﬁ— CHA_FAN3/WP) FAN_SPEED_CONTROL
(W 1T H194) RATEAS
GND
CPU NF#E o ST UL MR 4 51 CPU KR
(4 5F CPU_FAN1) ) Gnp | |PANSPEED-CONTROL (WA WA ) BT AR
(ME1T > H24) FIRESE 3 ¥ CPU NG » 1
e IR 123 -
CPU/ KER FAN_SPEED PEEbER M 4 FToKim MR
(4 5F CPU_FAN2/WP) |~ oo | |FAN-speeo_contmoL [ o gy BLUET EVEHE 3 4 CPU
(17T Hs5) KGR » B E IR

1-3 ¢
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ATX LR IR 24 5 ATX HLIE
(24 £ ATXPWR1) B o B 20 $1 ATX L
(ME 1T He ) T ST 1 AR 13

T -

ATX 12V B 8 p 5 BLENTER L 8 £ ATX 12V
(8 £+ ATX12V1) HEEN VB © TR 4 5F ATX L
(&1 514) WL g st 1 fust s 4o

B o
ER AT T I, COMI BRI S 5 ER 1788
(9 5t com1) IR -

(ME 171 F221)

TTXD1
DDCD#1

TPM FZHH) a2 s.1 e 32 0 5ZFF Trusted Platform
(17 4 TPMS1) °% SESREY Module (FEFAMRE

(%1 77 20 ) % TPM) R 0 ATLAZ R R
4 B ~ RIS -

TPM RG] LUK Bl 2%
HE R B IR

BRI -

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #

GND
LAD1
LAD2

anNo

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN
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HLFAR B dh s Az il e

FARRER AR TSR MG R TEE L B SJ/T 11364-2006 THLTF
(B SIF R PEHIT R SRy BFE BB TAR R » #E LA 2 & 188
P E BN EEE EYREUTR B LE SN B ZE AR T FRBE i k5 G5k
WG ~ W3 IR ERHARR o (K _ESALE - SR A 52 ERI R AR
FERE—Z R o B—h 28T R G2 MR E AR - ke At E R
PR IAR S 10 4F -

10

1A H W) I R I AL PR S R i ]

AT BRI SR R A VR BT R AR R I E SR DT %
K o

LR BEVTEOTH

Bt (Pb) #8 (Cd)| 7K (Hg)| 7<TEE (Cr(VI)) B IRBE (PBB) % IR ik (PBDE
FIT L R AR
Eepa | - | 9| © © © ©
INEME B
gapes | X O | O © © ©

O: F LB A EV LS EATE S TR R & 2= TE SJ/T 11363-2006 FRUHELE
FIFREZR LT ©

X: £REE FEEVRE DIEGT R TR R & B SJ/T 11363-2006 HriE
FUERIREER » SRZEB R &S TE S 2002/95/EC FUFITE o

T P ST 2 MR R - R E— R ER AR T -




B365M Pro4-F

1 &

TR RS B 24 B365M Prod-F EHEMY » A TGS
MEFRR TSRS o AR ST R T AT R A 52
Faifit F RO 7E

l
wm
ngg

Q HIFS LR HIS e BIOS BREEFTRE G AT » FTUA X HFABAERE » Z1TF1T:8E
HI o MR EMER » Al BHEEHLE TG EFIRE » THIMEA] » %f’f
AR LRI 1% » 75 L F IR R A B A R PR R 5
R o Mt AT LITEZESIE I B RATHT VGA -F R CPU XHEEH »
HEGLE L http://www.asrock.com.

1.1 BEARTE

o HEBL B365M Prod-F FHMR (Micro ATX R T)
o FEEE B365M Prod-F Ll 22455

o IEZZ B365M Prod-F 1B R

« 2x Serial ATA (SATA) EEHELR
o IxURkh GEAMN M2 fEE)  (
o 1xI/O HEHRINE

(A
N

éﬁﬁ)
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1.2 3R

EL « Micro ATX R~

BLEE T
o [BEIREEADG

CPU o HEHF 9 U5 ER 8 X Intel® Core™ BEHEES (Socket 1151)
o SCHERE 95W CPU
« Digi Power design
o 8 EIFMHNIG
o 1% Intel® Turbo Boost 2.0 5 i

BE# « Intel* B365

Eoi=ge . BE5EE DDR4 ZCIRBE R T

« 4x DDR4 DIMM ffi{#

« 7% DDR4 2666/2400/2133 I ECC HEfE flifa 1 #S

. % ECC UDIMM G {ERE A ( /AIE ECC R THEF)
o ARRMELIEEE = © 64GB

+ 7% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

o 15u FREHESIEY

B7EIGE + 2x PCI Express 3.0 x16 {fif§ (PCIE1/PCIE3 : B x16 (PCIEI) :
# x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))
* I 1% NVMe SSD 1E BB RE
o 1x PCI Express 3.0 x1 fifl§ (Flexible PCle)
« 1% AMD Quad CrossFireX"™ J CrossFireX ™

BRE . [EIREE S GPU HYEZEE R 7 I 5% Intel® UHD Graphics
Built-in Visuals 2 VGA it ©
« 4% Intel> UHD Graphics Built-in Visuals : {1 AVC ~
MVC ($3D) % MPEG-2 Full HW Encodel [ Intel® [=3# 5
{R[F) 2 HHEAE 0T ~ Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Technology ~ Intel® Insider™ ~ Intel> UHD Graphics
e DirectX 12



B365M Pro4-F

« HWA #fifs / fi#h5 : AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8 1T
HEVC/H.265 10 {iIJT ~ VP8 ~ VP9 8 i T ~ VP9 10 if JT ( {#
fi@#iE ) ~ MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1 ( [£f#HE )

o —{EEfH I © D-Sub ~ DVI-D J HDMI

o YTHEZEBETREE

o TR EAE 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz 4T EH) HDMI
1.4

o IREZIE 1920x1200 @ 60Hz fEHTERY) DVI-D

o IESZIE 1920x1200 @ 60Hz fEHTEERY D-Sub

o ZHEMEA HDMI 14 #EHR (FRHEA HDMI BEdiss ) 1
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC Jz HBR (=fif
TERE)

« #EE DVI-D J HDMI 1.4 JEHER1) HDCP 2.2

o SCPE(EFH HDMI 1.4 #EHRSEST 4K Ultra HD (UHD) &7

E5 « 7.1 CHHD Hill& N AR (Realtek ALC892 F AHIEER )
Thie
* FEELE 7.1 CH HD Bl - WA HD AR & s -
A AR E R 2 B E F AR EE -
. EPEEDLEASCE
. IR IRE
« ELNA EZRER

LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
« Giga PHY Intel® 1219V
o SIRAEREMAE
o IRER HERE
« 4% 802.3az EEE HiiRE 2 KA1
« X% PXE

$E4R 1/0 o 1xPS/2 B /B EHEHR
o 1x D-Sub EfZH
« 1xDVI-D B
« 1 x HDMI GE#E5
« 2x USB 2.0 ;E R
« 1xUSB3.2 Genl C JHALEEHNR (LIREFEIFE)
o 4xUSB3.2 Genl JHEHR (LIREFEIRE)
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EERE

5

BIOS IhEE

o 1xRJ-45 LAN G#FZIR » &4 LED (ACT/LINK LED Kz SPEED
LED)
o HD el : MR/ AT Emn, 285

« 6x SATA3 6.0 Gb/s $25H37#% RAID (RAID 0 ~ RAID 1~
RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel SH EETFHAMT 17) ~ NCQ ~
AHCI Je Bl

o 1x Ultra M.2 ffifE (M2_1) > 2% M Key 2 2242/2260/2280
M.2 PCI Express 15#H (%= AJ3Z Gen3 x4 (32 Gb/s)) *

* ¥ 1% Intel® Optane™ F7flif
* 3718 NVMe SSD {F & Bk min
* SRR U2 B

« 1x COM ;EFZRPEST
« 1xTPM HEt
o 1 x WA BRIV \BEST
« 1x CPU Jil/7#%8H (4-pin)
* CPU BR 2B SR B & 1A (12W) BB TIZSHY CPU AU
o 1xCPU /7K BN RS 2T (4-pin) (FFEER R s A 12
i)
* CPU /7K B JEUR BE0E S D i 0 2A (24 W) BRI DNZER K
i EE o
o 3x K BT BV EEE (4-pin) (R ERAJH G
i)
*BRA K B LR BEBE SRR AR R 2A (24 W) BB TNZRR K
i EE o
* QIR 3-pin B¢ 4-pin JAREEA A > F]EB){EH CPU_FAN2/
WP ~ CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP #{] CHA_FAN3/WP ©
o 1x24 pin ATX FEJFFETE
« 1x8pin 12V EFHH
o 1x fHEfRE B
o 2xUSB2.0 HEBF (374% 4 {8 USB 2.0 EEHR) (S IRFFE
7€)
« 1xUSB 3.2 Genl #EEt (3% 2 {f USB 3.2 Genl EER ) (X
TR )

« AMI UEFI Legal BIOS %% 3% GUI 32 1%&

« ACPI 6.0 FF & MLEE H BhBRk

« 4% SMBIOS 2.7

« CPU ~ DRAM ~ PCH 1.0V ~ VCCSA ~ VCCST EE% &=
B
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fEREEsiE s o RERYE : CPU ~ CPU/ KB ~ #5% / /K B E R

o JRREGEET - CPU ~ CPU / /KIH BT ~ B¥5R / Kim B A

o BEEE (K CPU IR BB AREEREE) - CPU
CPU / KI BN ~ B¥5L / K BN R

o JERZ EHEPES] : CPU ~ CPU / A BT ~ B3 / K
EHES

o HRERBARUER

o EJRESPE : +12V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore > DRAM ~
PCH 1.0V ~ VCCSA ~ VCCST

£ o Microsoft®” Windows® 10 64-bit

mis . FCC~CE
« ErP/EuP Ready (77 EL{ff ErP/EuP ready FE{FHEIERR)

* QT EEARFEA AR » 35 L H AU ¢ http//www.asrock.com

A FHBBERR - EEAE AT REEE L SRR Y R - Horh G5 3REE BIOS FRHIRRE ~ £/
B HIEBAAE B (1 /I R A BAA TR - AEAE AT e G B R EHIREE 1 - 3L
EREGHERAATIE REEEER G E - EIEETTAIEEEREE R - i
ST AP E R FTREIRE T AR ©
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1.3 BIRERTE

&l IR E R /T 20 o B BRI L - BBk THERE ) - B
ARERIEEAESTI L - BBk THIRL -

w ©

Short Open

&I CMOS BkiR

(CLRMOS1) o
N T

SERIFIF CLRMOSI iRk CMOS &R o 25 ENE TR ke Bl A 2 EUR TR Y
TE 0 FECRAPAEASEIR - BT EIRALIE SR A EIRAR o EEAT 15 Mk 0 FE(E
FBk#RIERE CLRMOSL [ pin RIE&H) 5 o i » F5 B S 8T BIOS #3281
1HPR CMOS  ZHIETFTEHE T BIOS %37 BIEFR CMOS » RILAZE S S FT ELEh A »
IRILHNEITIE TR CMOS B ERTRRARE « 7R - HATERUT CMOS B4 &
THBRETS ~ HEA ~ WA B 50 A & THRR AL B © FF a0 L TEIGER CMOS 1Y
TkRE -

Q & EiER: CMOS » AIRE B S HIZIRGRBARY - FaH%E BIOS 95 [VERRKRE - IElR
TR TN REHIFC R ©
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1.4 IREBFET R IZEE

WREH S RAELTETRBIR © T THAIEETES L F 2t RIZFAL -
NFRARIEETE GRS R I L » & LR R PRI Z 1 -

SR AR
(9-pin PANEL1)
(FEBHE1H - Wik 13)

AR LU A0S 1
e LR EIRBARY ~ EARBAR
B ARAAAREA R E R R I
HERt o BB Z ATARE
LA -

z PWRBIN ( T h# k) :

R TR _ERTFEIRFAR o AT Z0E (8 AR ARG A 41 AR IR 77 2 @

RESET (£ FH ) :
B ERE AT _E AT ER AR o £ FEARAT A AL TIEH EATRE) » #£ T Hak
FARAENA ERTRLBY R -

PLED ( %% & LED) :

TR AT EATFEIRINEIE T © RALIETEE(ERF » L LED GITHE o Rifite
A S1/3 [EHRARRERT » LED G/l o RN S4 BERRARREBRRAE (S5) FF » LED
BRI -

HDLED ( A #-i=# LED) :
AR AT _EAIREREES) LED  BEREIETEAR IR A BRI » LED I5tE

Fr RV BT IR R £ T o BTER A = 22 H FE IR A ~ ERRGAR ~ PR
LED ~ [#I5E) LED ~ WIWUR E A EAARL o A B2 Al TR AR e I S -
A HEAE (iR B SRR & IEREAHAT

R TR SPEAKER e U
(7-pin SPK_CI1) DUMMY | &t
(2R 1 8 12) aldd
1 : |
SIGNAL
GND
DUMMY
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Serial ATA3 58 ~ o 1E/NHH SATA3 HEIRE SRR
(SATA3_0 : E I I 5,5" EETEHE B SATA B RHERR »
HBME 1 H 0 W 14) & & BETE 6.0 Gb/s EEHAH
(SATA3_LI: = w e
HBME 1 E R 15) 2 II&’
(SATA3_2 : P &
H2HE 1 E W)
(SATA3_3 :
SRR 1 H o fR5E9) SATA3 1 SATA3. 0
(SATA3_4 :
RS 1 HE R L)
(SATA3_5
M1 H RV 10)
USB 2.0 kT Use PUR R A — @R - U
(9-pin USB3_4) 0 USB 2.0 HE#HE5 7] 7 4% i {1
GEZME 1 E » #W5% 17) HIPEE o
(9-pin USB5_6) 4
(GHEZMZE 185 » W5 16)
USB 3.2 Gen1 Bt LG R A (RS o B
(19-pin USB3_5_6) nosnssrc fOIO e ss UJSB 3,2 Genl HESHE T 1%
BB LE MW7) o o e, A{EEER -
AT & AHEET O e encEs AR R
(9-pin HD_AUDIO1) ‘M'C’Tgumg S B BRI SR -
(GEZMZE 15 » #w5% 23) ol o
l [el[el[e] (o] [e]
| Tour2 L
J_SENSE
Ml(%UjRZ’R
MIC2 L
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Q 1. [EENTE E R SCE BB A E R N EE N (Jack Sensing) » {EB%RR LAV L
1% HDA 7 REIEREELF o G F M R AR F M L SERAE
2. HEIEEH AC® 97 EFRIENR » FHZHELL A B SE R iR & A -
A. & Mic_IN (MIC) :##% MIC2_L °
B. /¥ Audio_R (RIN) i##% OUT2_R H/¥ Audio_L (LIN) ##££% OUT2_L °
C. 5l (GND) :# 2 £ (GND) ©
D. MIC_RET % OUT_RET {£{} HD E7REIRIEH o B FEIE AC™ 97 Bk

W L#EE -
E. H BRI AIZ 50 /8 » FEATE Realtek FEHETHR ] [FrontMic | BE#ETE 4%
HE&A] °

AR EREHED ffF = (1 4-Pin K
IR IR R o G
iHE 3-Pin BEFRKG L
HEE Pin1-3 °

TR oK B R R
(4-pin CHA_FAN1/WP)
(GEZREHE 18 » w5k 24)

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

4321

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(FEZEE1E > W9 18)
(4-pin CHA_FAN3/WP)
(GEZREE1E » W9 19)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND
CPU [l 25 o vorae | STEE AL 4-Pin CPU J&,
(4-pin CPU_FANT1) oo | |PALSPEEC-CONTRON o (B RV ) BEE o FIEG

EH5% 3-Pin CPU JEUR » &5
E Pin1-3 °

(GE2HFE1E - w95 2)

1.2 3 4

CPU /K B R A BRI 4-Pin A% CPU
(4-pin CPU_FAN2/WP) F-vorTace GND | |FAN_SPEED_CONTROL R REE - G

(E2HE1E WikEs)

12 3 4

3-Pin CPU K VR » FE#EE
Pin1-3°
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ATX BJRFEH
(24-pin ATXPWRI1)
(GESHE1H  HFWike)

BB —#H 24-pin
ATX BIFFEIH o 72T
20-pin ATX EJRLIER » i
JA Pin 1 fZ Pin 13 ©

ATX 12V EFHEE 8 o A E R AL —#H 8-pin ATX
(8-pin ATX12V1) oo 12V BB o #EHF
(GHEBIE 1L E WD WLUD i arx mimpeess - 256
A Pinl % Pin5 e
FEgsspEa et It coM1 HEg BRI
(9-pin COM1) PP B -

(FEZE5 1 E » W% 22)

TPM HEdt
(17-pin TPMS1)
(FHE2ZHE1H » #"Y%20)

SERIRQ #
S_PWRDWN #

GND
LAD1

PCIRST #

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

anNo

BB R (S T R
(TPM) At - AT PR 77 2268
SOHERE ERIS RE R A A
TPM A AR L AERE 22 %
(RAEWNL B RERE T 5 e
T4
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Spesifikasi
Platform ¢ Bentuk dan Ukuran Micro ATX
¢ Desain Kapasitor Solid
CPU ¢ Mendukung Prosesor Generasi ke-8 & Generasi ke-9 Intel®
Core™ (Socket 1151)
* Mendukung CPU hingga 95W
¢ Desain Digi Power
¢ Desain 8 Fase Daya
* Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost 2.0
Chipset ¢ Intel® B365
Memori ¢ Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

¢ 4x Slot DIMM DDR4

e Mendukung DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, memori tanpa
buffer

¢ Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam
mode non-ECC)

¢ Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB

¢ Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

¢ 15p Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

Slot Ekspansi e 2 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE1/PCIE3:satu pada x16
(PCIE1); dua pada x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))
* Mendukung NVMe SSD sebagai disk boot
e 1x Slot PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCle)
e Mendukung AMD Quad CrossFireX"™ dan CrossFireX"

Grafis e Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.
¢ Mendukung Intel® UHD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick
Sync Video dengan AVC, MVC (S3D) dan MPEG-2 Full HW
Encodel, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology,
Intel® Insider™, Intel® UHD Graphics
e DirectX 12
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Audio

LAN

1/0 Panel
Belakang

¢ Encode/Decode HWA: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (hanya
Decode), MPEG2, MJPEG, VC-1 (hanya Decode)

¢ Tiga pilihan output grafis: D-Sub, DVI-D, dan HDMI

¢ Mendukung Tiga Monitor

¢ Mendukung HDMI 1.4 dengan resolusi maksimum hingga 4K
x 2K (4096x2160) @ 30Hz

¢ Mendukung DVI-D dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz

¢ Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz

¢ Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 1.4
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)

¢ Mendukung HDCP 2.2 dengan port DVI-D dan HDMI 1.4

¢ Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI 1.4

e Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek
ALC892 Audio Codec)

* Untuk mengkonfigurasi Audio HD 7.1 CH, modul audio panel
depan HD harus digunakan dan fitur audio multisaluran harus

diaktifkan melalui driver audio.

¢ Mendukung Audio Blu-ray Premium
¢ Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
e ELNA Audio Caps

¢ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

e Giga PHY Intel® 1219V

* Mendukung Wake-On-LAN

¢ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD

¢ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
¢ Mendukung PXE

¢ 1 x Port Mouse/Keyboard PS/2

¢ 1x Port D-Sub

e 1xPort DVI-D

e 1x Port HDMI

e 2xPort USB 2.0

* 1x USB 3.2 Genl Port Tipe C (Mendukung Perlindungan dari
ESD)

® 4 x Port USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)
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e 1x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)
e Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

Penyimpanan ¢ 6x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17), NCQ, AHCI, dan Hot Plug
e 1 x Soket Ultra M.2 (M2_1), mendukung jenis modul

2242/2260/2280 M.2 PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)*

* Mendukung Intel® Optane™ Technology

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

* Mendukung Kit ASRock U.2

Konektor e 1x Header Port COM
¢ 1x Header TPM
e 1x Intrusi Chassis dan Header Speaker
¢ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
¢ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepa-
tan Kipas Pintar)
* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air den-
gan daya kipas maksimum 2A (24W).
¢ 3 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepa-
tan Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, dan CHA_
FAN3/WP dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin
sedang digunakan.
¢ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin
¢ 1 x Konektor Daya 8 pin 12V
¢ 1 x Konektor Audio Panel Depan
e 2x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
e 1x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 2 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)
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Fitur BIOS

Monitor Per-
angkat Keras

0s

Sertifikasi

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

Dukungan SMBIOS 2.7

Multipengatur Tegangan CPU, DRAM, PCH 1,0V, VCCSA, dan
VCCST

Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa
Air

Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/
Pompa Air

Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis/Pompa Air

Deteksi CASE OPEN

Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1,0V, VCCSA dan VCCST

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Mendukung ErP/EuP (Memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan
A pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu

overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan
mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun
menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan
karena overclocking.



Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo: 1 1.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product

Product Name : Motherboard
Model Number : B365M Pro4-F
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: W

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
B365M Pro4-F / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

O EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1 : 2011+ A2: 2013 0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ce

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
June 29, 2019
(Date)

P/N: 15G062168000AK V1.0
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